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En la solicitud de patente española núme­

ro de serio 346.683 se describen elementos sensi­

bles a la radiación que consisten típicamente en 

una capa metálica, provista ó no de un soporte ó 

5. substrato, que se halla recubierto con una capa su-

M o 4 .  t ü
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perpuesta adherente de un material capaz de reaccio. 

nar con el metal o metales de la capa metálica cuan, 

do se expone a radiación electromagnética incidente, 

tal como, luz blanca intensa o radiación eic.iiar. La 

reacción inducida por radiación entre una capa meta 

líca y la capa superpuesta se' extiende en profundi­

dad desde la superficie de contacto entre la capa me, 

tálica y la capa superpuesta proporcionalmente a la 

exposición a la radiación electromagnética. De este 

modo se forma en la superficie de contacto entre.la 

capa metálica y la capa superpuesta un producto o 

productos que tiene composiciones químicas y carac­

terísticas físicas diferentes de las de íce compo­

nentes de ambas capa metálica y cana superpuesta.

El producto de reacción ó productos de reacción pue 

den eliminarse por acción mecánica, acción química 

ó mediante calentamiento del elemento sensible a la 

radiación expuesto, produciendo así la sublimación 

del'producto ó productos de reacción. Las partes 

restantes de la capa superpuesta pueden quitarse tam 

bien por acción mecánica, acción química o acción 

fotoquímica, o mediante sublimación térmica, que se 

puede hacer en algunas aplicaciones simultáneamente 

con la eliminación de los productos de reacción. El 

material de la capa superpuesta puede hallarse en 

forma sólida o según se describe en la solicitud 

pendiente puede hallarse en forma líquida o de vapor 

Por medio del elemento sensible a la ra­

diación del invento, es posible obtener imágenes me 

tálicas en relieve o imágenes no metálicas en relié
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va dispuestas sobro un substrato o sin substrato y 

con cualidades diversas artísticas y funcionales.

La solicitud presento se refiere a cier­

tos perfeccionamientos respecto a la estructura de 

elementos sensibles a la radiación descritos en la 

citada solicitud, y a perfeccionamientos en los pro­

cedimientos de revelado del elemento sensible a la 

radiación para fabricar una variedad de artículos 

acabados. Entre otros, el presente invento proporcio 

na elementos sensibles a la radiación según el in­

vento, dispuestos sobre una base flexible n substra 

to que presenta diversas ventajas en las artes grá­

ficas. El presente invento proporciona también ele­

mentos sensibles a la radiación de capas múltiples 

que permiten obtener imágenes en relieve con una ma 

yor profundidad que las obtenibles con elementos 

sensibles a la radiación de dos capas. Además, el 

presente invento comprende la manufactura de circuí! 

tos eléctricos impresos, componentes -eléctricos, 

placas litoyáficas, etc. , por medio de etapas apro 

piadas de elaboración en el revelado de elementos 

sensibles a la radiación expuestos, y además compreji 

de la eliminación de la capa metálica con el fin de 

simplificar ciertas aplicaciones del elemento sensi, 

ble a la radiación.

Varios objetos y ventajas del presente ijn 

vento se harán fácilmente evidentes a los expertos 

en la materia al estudiar la descripción que sigue 

de algunos ejemplos de las formas de realización 

preferentes de elementos sensibles a la radiación se
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gún el presente invento y de los métodos ilustrati­

vos que comprende para llevar a la práctica dicho 

invento, cuya descripción se referencia por medio 

de los dibujos adjuntos, en los que:

La figura 1 es una representación esquamá 

tica en perspectiva de un elemento sensible a la ra 

diación según un primer aspactó del presenté inven­

to en el curso de su exposición selectiva y a dis­

creción a radiación electromagnética incidente.

La figura 2 es una vista esquemática en 

sección del mismo.

La figura 3 es una vista similar .a la fi­

gura 2, pero representa el* elemento sensible a la * 

radiación después-de una exposición selectiva y a 

discreción a radiación electromagnética.

La figura 4 es una vista similar a la fi­

gura 3, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después de eliminar el producto formado co, 

,mo resultado de la reacción provocada por radiación 

entre la capa metálica y la capa superpuesta.

La figura 5 es una vista similar a la fi­

gura 4, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después de quitar las partes restantes no 

reaccionada de la capa superpuesta.

La figura 6 es una representación esquemá 

tica de una disposición de elemento para llevar a 

la práctica el presente invento.

La figura 7 es una vista esquemática en 

perspectiva de un artículo acabado según el presen­
te invento.

La figura 8 es una vista similar a la fi-



gura 7, pero representa una modificación del artícu, 

lo acabado.

La figura 9 es una vista en perspectiva es_ 

quemática de un elemento sensible a la radiación da 

capas múltiples según otro aspecto del presente in­

vento, representado do un modo muy exagerado con 

respecto al grosor del mismo en el proceso de ser 

expuesto a radiación electromagnética a través de 
una máscara o pantalla apropiada.

La figura 10 es una representación esque­

mática en sección de la disposición de la figura 9.

Lq figura 11 es una vista similar a la fi_ 

gura 10, pero representa el elemento sensible a la 

radiación de capas múltiples después de la exposi­

ción a radiación electromagnética incidente.

La figura 12 es una vista esquemática en 

perspectiva de un ejemplo de artículo acabado obte­

nido con el elemento sensible a la radiación da ca- 

*pas múltiples de la figura 9 después.de la*exposi­

ción a radiación electromagnética y eleminación del 

producto de reacción provocado por la radiación, se_ 

gún un aspecto del presente invento.

La figura 13 es una vista en sección del 

artículo de la figura 12.

La figura 14 es una representación esque­

mática en perspectiva de otro ejemplo de artículo 

acabado obtenido del artículo de la figura 12 me­

diante otra etapa adicional del proceso, según otro 

aspecto del presente invento.

La figura 15 es una vista en sección del



artículo de la figura 14.

La figura 16 es una vista esquemática en 

perspectiva de un ejemplo de otro artículo acabado 

resultante.

La figura 17 es una vista esquemática en 

sección que ilustra un aspecto adicional del prascm 

te invento.

La figura IB es unavista esquemática en 

sección de un artículo resultante del método de la 

figura 17.

La figura 19 es una representación esquema 

tica de un ejemplo de disposición para obtener por 

medio de un elemento de radiación electromagnética* 

según el presente invento un componente eléctrico, 

como puede sepiina resistencia de un valor predeter­

minado, según un aspecto del presente invento.

La figura 20 es una vista esquemática en 

sección de un ejemplo de elemento sensible a la ra- 

,diación para utilización en un dispositivo- como el 

que se ilustra en la figura 19.

La figura 21 es una vista similar a la fi 

gura 20, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después de su exposición a radiación elê c 

tromagnética incidente.

La figura 22 es una vista similar a la fi 

gura 20, pero representa una modificación del ele­

mento sensible a la radiación.

La figura 23 es una vista similar a la fi 

gura 22, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después de su exposición a radiación elê c
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tromagnética incidente.

La figura 24 es una representación esquemá 

tica de un dispositivo según otro aspecto de], presen 

te invento para obtener un componente elóctrico co- 

5. mo puedo ser un capacitor o condensador con una ca­

pacitancia predeterminada.

La figura 25 es una vista en sección de 

una parte de un elemento sensible a la radiación pa 

ra utilización en el dispositivo ilustrado én la fî  

10. gura 24.

La figura 26 es una vista similar a la fi 

gura 25, pero representa el elemento sensible a la 

radiación despuós a su exposición a radiación elec­

tromagnética.

15. La figura 27 es una vista en perspectiva

* de una modificación del elemento sensible a la ra­

diación incorporado en el dispositivo do la figura 

24.

La figura 28 es una vista en sección del

20. mismo.

La figura 29 as una vista en sección dol 

mismo después de su exposición a radiación electro­

magnética.

La figura 30 es una representación esque- 

25. mática en perspectiva de un elemento sensible a la 

radiación para la obtención de un circuito elóctri­

co por medio del método del presente invento.

La figura 31 es una vista esquemática en 

perspectiva del elemento dé la figura 30, pero re-

30. presenta más claramente una cara no visible en la



figura 30

La figura 32 es una representación esque- 

— mática del circuito-obtenido por medio del elemento 

de las figuras 30-31, ilustrado por medio de símbo­

los eléctricos tradicionales.

La figura 33 es una- vista en perspectiva 

esquemática de un circuito integrado eléctrico obtê  

nido por el método del invento.

La figura 34 es úna representación esque­

mática en sección de un elemento sensible a la ra­

diación típico según el presente invento durante su 

exposición selectiva y a discreción a radiación eléc 

tromagnética incidente, como puede ser radiación lt¿ 

miñosa.

La figura 35 es una vista similar a la fi,

_gura 34 pero Representa el elemento sensible a la

radiación después de su exposición a radiación elec_ 

tromagnética incidente.

¡ La figurá 36 es una vista esquemática en

sección que representa una etapa en el método del 

invento que consiste en quitar partes separadas del 

elemento sensible a la radiación de la capa super­

puesta correspondientes a las áreas del elemento que 

previamente han sido expuestas a la radiación elec­

tromagnética incidente.

La figura 37 es una vista similar a la fi, 

gura 36, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después de quitar partes de la capa supejr 

puesta.

La figura 38 es una representación esquema
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tica en sección da un dispositivo para cloctroplas- 

tiar las áreas de la capa metálica descubiertas* como 

resultado da quitar partas de la capa superpuesta.

Las figuras 39 y 40 son vistas eaquemáti- 

5. cas en sección del elemento sensible a la radiación 

despuós de la electroplastia con un recubrimiento 

relativamente delgado y un recubrimiento relativa­

mente grueso, respectivamente.

La figura 41 es una vista similar a la vis 

10. ta de la figura 39 pero representa el elemento de 

la figura 39 en el curso da una segunda exposición 

a radiación electromagnética.

La figura 42 es una vista similar a la fĵ  

gura 41, pero representa el elemento después de qui 

15. tar las partes restantes de la capa superpuesta des 

pues de la segunda exposición a radiación electro­

magnética de la figura 41.

La figura 43 es una vista similar a la M  

gura 42, pero representa los resultados obtenidos 

20. por una segunda exposición a radiación electromagné 

tica de una duración e intensidad suficientes para 

consumir en profundidad el grosor total del metal 

de la capa metálica en las zonas restantes recubier 

tas con partes de la capa superpuesta con anteriori 

25. dad a dicha segunda exposición.

La figura 44 es una representación esque­

mática de un dispositivo para quitar electroquímica 

mente o erosionar las partes de área de la capa me­

tálica descubiertas como resultado de la eliminación 

30. selectiva y a discreción de la capa superpuesta.
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La figura 45 es una primera forma de artí 

culo obtenido como resultado de la erosión elec.tro- 

química de las partes del área de la capa metálica 

descubiertas por la capa superpuesta.

5. La figura 46 es el artículo de la figura

45, con las partes restantes de la capa superpuesta 

quitada.

La figura 47 es una vista similar a la fjL 

gura 45, pero representa los resultados conseguidos 

10. por la erosión completa, por medio del dispositivo 

de la figura 44, de las partes de área descubiertas 

de la capa metálica. *

La figura 48 es una vista similar de la f¿ 

gura 47, pero representa el articulo después de qu¿ 

15. tar las partes restantes de la capa superpuesta.

La figura 49 es una vista esquemática si­

milar a la figura 34, pero representa un elemento 

sensible a la radiación durante la exposición salce 

tiva y a discreción a radiación electromagnética 

20. que incide sobre el lado de la capa metálica del e- 

lemento.

La figura 50 es una vista similar a la fi 

gura 49, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después de su exposición a radiación elec 

25. tromagnética incidente.

La figura 51 es una vista similar a la fi. 

gura 50, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después de eliminar los productos resul­

tantes de la reacción provocada por la radiación en¡ 

tre los componentes del elemento sensible a la ra-30



diación.

La figura 52 es una vista similar a la f¿ 

gura 51, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después de electroplastiar las partes re¿ 

5. tantos de la capa metálica.

La figura 53 es una vista similar a la fji 

gura 52, pero representa el elemento de la figura 52 

en el curso de una segunda exposición a radiación 

electromagnética con el fin de obtener una astructu 

10. ra alternativa de artículo acabado.

La figura 54 es una vista esquemática en 

sección del artículo resultante obtenido después de 

la segunda exposición de la figura 53.

La figura 55 es una vista esquemática en 

15. sección de un artículo alternativo.

La figura 56 es una representación esquema 

tica en sección de un elemento sensible a la radia­

ción electromagnética según el presente invento, en 

el proceso de ser puesto a radiación Blectromagnóti 

20. ca incidente con un diseño predeterminado.

La figura 57 es una representación esque­

mática en sección del elemento sensible a la radia­

ción de la figura 56 después de su exposición a ra­

diación electromagnética.

25. La figura 58 es una representación esque­

mática en sección del elemento sensible a la radia­

ción electromagnética de la figura 57 en el proceso 

de separación de las partes de su capa superpuesta 

correspondiente a las áreas anteriormente expuestas 

30. a radiación electromagnética.
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La figura 59 es una representación esque­

mática en sección del elemento sensible a la radia­

ción electromagnética con partes separadas, en el 

proceso de ser expuesto ,al calor.

5. - La figura 60 es una representación esque­

mática en sección de una primera forma de artículo 

acabado.

La figura 61 es una vista similar a la f¿ 

gura 60 pero representa una modificación coi artícju 

10. lo acabado.

La figura 62 es una vista esquemática vir 

tualmente igual a la figura 56, pero representa un 

elemento sensible a la radiación de estructura modî  
ficada.

15. La figura 63 es una vista esquemática en

sección de un artículo acabado obtenido por medio 

del elemento sensible a la radiación de la figura 

62.

' La figura 64 es una vista esquemática en

20. perspectiva de un elemento sensible a la radiación

típico en el proceso de SBr expuesto a radiación e- 

lectromagnética con un diseño o configuración con  ̂

el fin de obtener, por ejemplo, un circuito aléctri 

co impreso o dispositiva similar en un artículo ac¡a 

25. bado.

La figura 65 es una vista esquemática en 

perspectiva de un artículo acabado, como puede ser 

un circuito eléctrico impreso, obtenido por medio 

de la disposición de la figura 64.

30. La figura 66 es una representación esque-
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mática en sección de un ejemplo de elemento sensi­

ble a la radiación según el invento en el curso de 

la exposición selectiva y a discreción a radiación 

electromagnética.

5. La figura 67 es una vista similar a la fî

gura 66, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después de una exposición selectiva y a 

discreción a radiación electromagnética.

La figura 68 es una vista similar a la fi_

10. gura 67, pero representa una etapa intermedia según 

otro aspecto del presente invento.

La figura 69 es una vista similar a la fi. 

gura 60, pero representa una etapa ulterior según 

el citado aspecto del presente invento.

15. La figura 70 ilustra una otapa complemen­

taria según dicho aspecto del presente invento.

La figura 71 es una vista esquemática en 

sección de una etapa alternativa según otro aspecto 

'del presente invento.

20. La figura 72 es una vista similar a la fi

gura 71, pero ilustra la etapa adicional consisten­

te en exponer brevemente el elemento sensible a la 

radiación electromagnética de un modo uniforme a ra 

diación electromagnética.

25. La figura 73 es una vista similar a la vis¡

ta 72, poro representa los resultados conseguidos 

por la citada segunda exposición.

La figura 74-ilustra una etapa ulterior en 

el método alternativo según el presente invento.

30. La figura 75 es una vista esquemática en
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succión de un elemento sensible a la radiación alter, 

nativo según otro aspecto del presente invento en 

el curso de ser expuesto de un modo selectivo y a 

discreción a radia.ción electromagnática.

La figura 76 es una vista similar-a la f¿ 

gura 75, pero representa el elemento sensible a la 

radiación en el curso de una breve exposición uni­

forme a radiación electromagnética.

La figura 77 es una vista similar a la fi, 

gura 76, pero representa los resultados obtenidos 

por tal exposición por radiación electromagnética.

La figura 70 ilustra otra etapa en el mé­

todo alternativo del presenté invento.

La figura 79 ilustra esquemática el artí­

culo acabado obtenido por el método de las figuras 

-75-78.

La figura 80 es una representación esque­

mática de una sección de un elemento sensible a la 

-radiación según el presente invento en el. proceso de 

ser expuesto de un modo solectivo y a discreción a 

radiación electromagnética.

La figura 81 es una representación esque­

mática de una placa litogràfica o similar hecha por 

medio del elemento sensible a radiación electromag­

nética de la figura 80.

La figura 82 es una representación esque­

mática de una sección de una modificación del ele­

mento sensible a la radiación electromagnética de 

la figura 80, representado en el curso de la espo- 

eición selectiva y a discreción a radiación electro
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magnética.

La figura 83 es una placa litogràfica o 

similar hecha por medio del elemento sensible a la 

radiación electromagnética de la figura 82.

5. . La figura 84 es una representación esque­

mática de una sección da una modificación adicional 

da un elemento sensible a la radiación electromagné 

tica para llevar a la práctica el presente invento 

en el proceso de ser expuesta de una forma selectiva 

10. y a discreción a radiación electromagnética.

La figura 85 es una representación esque­

mática de un elemento sensible a la radiación elec­

tromagnética de la figura 84 después de su sxposi-* 

ción selectiva y a discreción a radiación electro- 

15. magnética, en una forma idónea para utilización co- 

---mo-placa litogràfica de offset o similar.

La figura 86 representa esquemáticamente 

uha configuración alternativa para una placa lito­

gràfica de offset o similar, hecho por según el prje 

20. sente invento por medio del elemento sensible a la 

radiación electromagnética de la figura 84.

La figura 87 es una representación esque­

mática, parcialmente en perspectiva y parcialmente 

en sección, de un elemento sensible a la radiación 

25. según el presente invento en el proceso de ser ex­

puesto de un modo selectivo y a discreción a radia­

ción electromagnética.

La figura 88 es una vista similar a la fi, 

gura 87, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después de una exposición selectiva y a30



discreción a radiación electromagnética.-

La figura 89 es una vista similar a la f¿ 

gura 88, pero representa el elemento sensible a la 

radiación después .de haber sido sometido a la acción 

5. de un disolvente apropiado.

La figura 90 es una vista similar a la fi 

gura 89 pero representa el elemento sensible a la 

radiación electromagnética después de haber sido so 

metido a la acción de un disolvente capaz de disol- 

10. ver el material del soporte o substrato.

La figura 91 es una representación esque­

mática en perspectiva de un elemento sensible a la 

radiación electromagnética según el presenté inven­

to en el proceso de ser expuesto de un modo selecti 

15. vo y a discreción a radiación electromagnética a 

través de una máscara apropiada.

La figura 92 es una representación esquema 

tica en perspectiva de un elemento sensible a la ra 

'diación electromagnética según el presente'invento 

20. en el proceso de ser expuesto de una forma selecti­

va y a discreción a radiación electromagnética por 

medio de una imagen de radiación electromagnética 

proyectada sobre el mismo.

La figura 93 es una representación esquemá 

25. tica de un dispositivo que utiliza un elemento sen­

sible a la radiación electromagnética según el pre­

sente invento en el proceso de ser expuesto de una 

forma selectiva y a discreción a radiación electro­

magnética que consiste en un haz de energía en el 

vacío, como puede ser un haz de electrones.30
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La figura 94 es una vista de un dispositi^ 

vo similar al dispositivo de la figura 93 pero en el 

que el elemento sensible a la radiación electromag­

nética s^dispone -por fuera del recipiente que con- 

5. tiene la fuente de haz de electrones.

La figura 95 es una vista de un disposiM 

vo similar al dispositivo de la figura 94, pero en 

el que el elemento sensible a la radiación electro­

magnética se halla en forma de un elemente flexible 

10. alargado.

La figura 96 es una representación esque­

mática de un elemento sensible a la radiación elec­

tromagnética en el proceso de ser expuesto a la ra­

diación electromagnética que se hace extenderse so- 

15. bre la superficie del mismo con un diseño o configu 

ración predeterminado.

Las figuras 97 y 98 son vistas esquemáti­

cas en sección de una parte de un elemento sensible 

a la radiación electromagnética después de su expo- 

20. sición a dicha radiación electromagnética; y

Las figura 99 y 100 sot/vistas esquemáticas 

de un elemento sensible a la radiación electromagné 

tica alternativo según el presente invento, antes y 

después de su exposición a radiación electromagnéti 

25. ca.

Refiriéndonos a los dibujos, y de una for. 

ma más particular a las figuras 1 y 2 de los mismos, 

un elemento sensible a la radiación según el presen^ 

te invento, indicado de una forma general en 10,

30. comprende un substrato flexible, un soporte o base,
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12, que consiste por ejemplo en papel, cartón, pláŝ  

tico, o material similar recubierto con una capa me. 

tálica adherente 14 consistente en una delgada capa 

o película de metal o metales cuyo grosor puede ser 

5. solamente de algunas capas de átomos o unos angstroms. 

La capa metálica se deposita sobre la base 12 mediaji 

te cualquier medio tradicional bien conocido an la 

profesión, como puede ser por adherencia o aglutinja 

miento a la misma, electroplastia o quimioplsstia,

10. deposición por vapor, sublimación catódica en el v¡a 

cío, etc. Por capa metálica se entiende en esta me­

moria una capa que contiene al menos un soló metal, 

un metal aleado con otro metal o con otros metales^ 

ó combinado ó mezclado con otro elemento u otros ele 

15. mentos. La capa metálica 14 puede así incluir cual­

quiera de los metales comunes como son la plata, co 

bre, columbio, plomo, hierro, aluminio, cromo, ní­

quel, etc.

. Sobre la capa metálica 14 se dispone una

20. capa adherente o capa superpuesta 16 de cualquiera 

de los materiales anteriormente descritos en la ci­

tada solicitud pendiente, cuyo material o materia­

les son capaces de reaccionar con el metal o meta­

les de la capa metálica 14 cuando se expone a radia^ 

25. ción electromagnática para formar un producto de re. 

acción o productos de reacción con composiciones 

químicas y Características diferentes de las de los 

componentes. La capa superpuesta 16 es también sen­

siblemente delgada, preferentemente de tal solo unas 

30. capas de átomos o unos cuantos angstroms, y se ilujs
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tra como si estuviera en forma sólida aunque puede 

hallarse en fase líquida o fase de vapor. El empleo 

de una capa superpuesta 16 de matorialss reactivos 

a la radiación en fase do vapor, resulta particular, 

5, mente conveniente con relación al presente invento, 

puesto que simplifica grandemente la elaboración ya 

simple del elemento sensible en un artículo acaba­

do provisto de una imágen metálica o diseño sobre 

un substrato o base flexible, según se explicará 

10. más adelante con mayor detalle.

El material de la capa superpuesta 16 pujB 

de ser cualquiera de un grupo de materiales terna­

rios que contengan arsénico, azufre y iodo, ó arst? 

nico, azufre y bismuto, por ejemplo.

15. El material de la capa superpuesta 16 pue.

de ser de otro modo cualquiera de un grupo de mate­

riales binarios que pueden ser un haluro metálico, 

sulfuro, iodo, arsenuro, seleniuro, teluriuro, tri- 

sulfuro de arsénico, pentasulfuro de arsénico, y 

20. mezclas de azufre-selenio. Alternativamente, el ma­

terial de la capa superpuesta 16 puede consistir en 

cualquiera dentro de una pluralidad de elementos 

simples coma son el arsénico, azufre, iodo, selenio, 

telurio, talio, y otros similares.

25. Con fines ilustrativos, que sirven de ayj¿

da para el comprendimiento de los principios del pre 

sente invento, en razón a una mejor explicación, el 

invento se describirá en adelante con relación a las 

figuras 1 a 8 tomando como ejemplo un elemento sen- 

30. sible a la radiación 10 que consiste en una base de
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papel 12 recubierta con una delgada película de pía 

ta pura que forma la placa metálica 14 y que tiene 

un grosor de algunos angstroms. La capa metálica 14 

se halla recubierta a su vez de una capa auparpues- 

5. ta sólida 16, también de un grosor de unos cuantos 

angstroms en una forma vitrea sólida. El eluKonto 

sensible a la radiación 10 se expone primero a ra­

diación electromagnética incidente, según se ilus­

tra en las figura 1 y 2, con una máscara 16 inter- 

10. puesta en la trayectoria de la radiación elcctromac¡_ 

nàtica incidente 20 que consiste en una luz blanca 

intensa provista por una fuente normal como puede 

ser una lámpara incandescente poderosa. Partes de 

la máscara 18, según se indica en 22, son sensible- 

15. mente transmisora de la radiación electromagnética, 

mientras que otras partes, según se ilustra en 24, 

son virtualmente no transmisoras.

Por consiguiente, la superficie del ele­

mento sensible 10 se irradia de una forma selectiva 

20. y a discreción en las áreas, como la indicada en 26, 

correspondientes a las partes transmisoras 22, de la 

máscara 18, mientras que otras partes 30 de la su­

perficie del elemento sensible a la radiación 10 se 

protegen de la radiación electromagnética 20,corres 

25. pondiendo dichas áreas 30 del elemento sensible a 

la radiación a las áreas 24 de la máscara 18 que 

virtualmente no transmiten la radiación electromag­

nética. Es evidente que, alternativamente, se puede 

proyectar una imágen apropiada sobre el elemento 

30. sensible a la radiación por medio .de proyección úp-



tica normal.

5 .

10.

15.

2 0 .

25.

30 .

Después de la exposicidn del elemento san 

sible a la radiacién 10 durante un período de tiem­

po predeterminado, que llega a ser como máximo de 

unos cuantos segundos, tiene lugar una reacción pro. 

vocada por la radiación entre el material de la ca­

pa superpuesta 16 con el metal de la capa metálica 

14 en las áreas 26 sometidas a dicha radiación con 

la formación de un producto de reacción 32, según 

se indica en la figura 3, que consume en profundidad 

todo el metal, plata en el presente ejemplo, de la 

capa metálica 14. Las áreas 30, figuras 1 y 2 del 

elemento sensible a la radiación no sometidas a irr^ 

diación quedan intactas, según so indica en 34 en 

la figura 3, comprendiendo cada parte de dicha área 

34 un diseño consistente en el resto de la capa me­

tálica 14 con una capa superpuesta de recubrimiento 

adharente 16 que corresponde a las áreas no transnd 

soras 34 de la máscara 18 de las figura 1 y 2, ó co¡ 

rrespondientos a las zonas oscuras de la imagen pro¡ 

yectada sobre el elemento sensible a la radiación. 

Después da eliminar el producto de reacción el pro­

ducto acabado es como el artículo 11 de la figura 4, 

consistente exclusivamente en la base da papel 12 

con un dibujo adherido sobre la misma de las áreas 

34 consistentes en las partes restantes de la capa 

de plata respectivamente 14 y capa superpuesta de 

trisulfuro de arsénico 16. Para algunas aplicacio­

nes, dicho artículo puede hallarse perfectamente a- 

propiado y se puede utilizar como tal sin elabora-
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ción complementaria.

Si se desea quitar el resto de la cap.a su, 

perpuesta 16, dicho resto de la capa superpuesta 16 

puede eliminarse por una pluralidad de medios como 

5. puede ser sublimación térmica, disolución química o 

remoción mecánica, según se explica en la solicitud 

pendiente, aunque se verá que para la mayoría de 

las aplicaciones es posible eliminar simultáneamente 

el producto da reacción 32 y las partes restantes de 

10. la capa superpuesta 16 en una sola operación, que

puede ser mecánica, química o un proceso.de sublimja 

ción térmica, o mediante cualquiera de los procedi­

mientos que se explicarán más adelante en detalle, 

para proporcionar el artículo 11 prima de las figu- 

15. ras 5 y 7.

Trabajando con un elemento sensible a la 

radiación consistente en una base flexible, como 

puede ser papel, por ejemplo, recubierto con una ca 

pa metálica delgada, que pueda ser plata, en una a_t 

20. mósfera cargada con vapor de la capa superpuesta, 

como puede ser vapor de trisulfuro de arsénico, el 

producto o productos de reacción se subliman automá 

ticamente a medida que se forma y el artículo acaba 

do 11* consiste exclusivamente en la base 12 provis 

25. to de un dibujo metálico, según se ilustra en 36 en 

las figuras 5 y 7, consistiendo dicho dibujo ó dise 

ño metálico en las partes restantes de la capa metá 

lica 14 correspondientes a las partes del elemento 

sensible a la radiación*originales que no se some- 

30. tieron a irradiación.
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Dicho artículo acabado, según se ilustra 

en 11* en las figura 5 y 7 es idéntico al artículo 

acabado que se puede obtener del artículo 11 de la 

figura 4 después de quitar la capa superpuesta que, 

5. según se explicó anteriormente, puede conseguirse

al mismo tiempo que se elimina el producto de reac­

ción de la figura 3. Para algunas aplicaciones, por 

ejemplo cuando se desea obtener una reproducción de 

elevado contraste de la imagen original, puede ser 

10. conveniente teñir, dar tono u oscurecer 13 imágen 

metálica 36 del artículo 11* de las figuras 3 y 7. 

Esto puede conseguirse tratando la imágen metálica 

36 con un tinte apropiado, virador ó agente de oscu 

racimiento. Por ejemplo, en aplicaciones en las que 

15. la imágen metálica 36 sea una imágen de plata, el

contraste de la misma en relación al fondo de la bâ  

se 12 puede intensificarse o bien oscurecerse la i- 

mágen mediante un tratamiento de sulfuro de hidrógje 

no en vapor. Después del oscurecimiento, el artícu- 

20. lo resultante según ee ilustra esquemáticamente en 

la figura 8 se hallará provisto de su imágen de pía 

ta metálica 36 adecuadamente oscurecida para poseer 

una apariencia de elevado contraste con relación al 

fondo visual provisto por la base de papel 12.

25. La figura 6 ilustra esquemáticamente un

dispositivo para elaborar automáticamente un elemer) 

to sensible a la radiación 10 en forma de un rollo 

continuo para obtener un artículo acabado, por ejem 

pío en forma de impresión, de una imágen original 

30. o de una sucesión de imágenes originales. El rollo



do elemento fotosensible se obtiene de un carrete o 

tambor de suministro 40, sobre la periferia del cual 

se halla enrollado. Se disponen medios apropiados de 

impulsión intermitente por ejemplo segón se ilustra 

en 42 para desenrollar y alimentar largos apropia­

dos de elemento sensible a la radiación del carrete 

o tambor de suministro. Se dispone una sección de 

exposición 44 en la que se irradian largos consecu­

tivos de elemento sensible a la radiación 13 duran­

te cada uno de los períodos de detención momentánea 

del impulsor intermitente 42, por medio de uria lin­

terna de proyección 46 o el equivalente de la misma, 

diseñada para enfocar sobre la superficie del ele­

mento sensible a la radiación una imagen apropiada 

durante un período predeterminado de tiempo con una 

intensidad de iluminación apropiada. Después de la 

exposición, e). rollo de elemento sensible a la ra­

diación 10 se vé obligado a pasar, en la sección de 

separación 48, sobre un rodillo de pequeño radio en 

rotación continua 50 que hace que las partes restara 

tes de capa superpuesta se rompan en pequeños frag­

mentos que se separan fácilmente de la capa subya­

cente metálica. Dichas partes restantes de la capa 

superpuesta corresponden a las áreas del elemento 

sensible a la radiación que no han sido sometidas a 

la radiación, mientras que el producto de la reac­

ción en las zonas que han sido irradiadas durante 

la exposición también se desmenuzan en pequeños 

fragmentos que se separan fácilmente de la base de 

papel. El arrollamiento del rollo .de material sens¿
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ble expuesto sobre el rodillo 50 en todo lo que se 

necesita para eliminar el resto de la capa supe'rpues 

ta y el producto de reacción, mientras quo las par­

tes de la capa metálica correspondiente a las áreas 

5, que no han sido irradiadas durante la exposición

permanecen adheridas a la base de papel. fácil

separación del rollo de elemento sensible a la ra­

diación se hace particularmente más fácil como re­

sultado del empleo de un elemento sensible a la ra­

lo. diación consistente en una base de papel con un del. 

gado recubrimiento de metal de plata recubierto a 

. su vez con una superpuesta vitrea de trisulfuro de 

arsénico. Las áreas del elemento sensible a la ra­

diación que han sido expuestas a la acción de luz 

15. incidente, que permanecen vitreas en apariencia, se 

separan de la base de papel virtualmente del mismo 

modo que las partes restantes de la capa superpues­

ta de trisulfuro de arsénico que no han sido sometj^ 

das a radiación electromagnética incidente durante 

20. la exposición. La explicación de tal resultado paro, 

ce radicar en el hecho de que la capa de plata pre­

senta una fuerte adherencia con la base de papel, de 

forma que las partes de la capa metálica que no han 

entrado en reacción permanecen fuertemente adheri- 

25. das a la base de papel durante la citada separación. 

Las partes que han reaccionado, no obstante, presen, 

tan una débil adherencia a la base de papel, en vijr 

tud al hecho de que la capa metálica, en dichas á- 

reas, se han consumido enteramente. La capa super- 

30. puasta, hecha de trisulfuro de arsénico, es vitrea
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en apariencia y comportamiento de forma que, como re. 

sultado de la flexión o arrollamiento en un pequeño 

radio, la capa superpuesta de trisulfuro ds arséni­

co se desmenuza simplemente y se desprende de la ca 

5. pa metálica. En las áreas que han sido expuestas a 

la radiación, la formación del producto de reacción 

parece dar por resultado un fenómeno sensiblemente 

igual a la migración atómica ó iónica del metal de 

la capa metálica al material vitreo de la capa su- 

10. psrpuesta; de forma que las áreas reaccionadas, co­

mo resultado de su curvación alrededor do ün radio 

sensiblemente pequeño se desmenuzan también en pe­

queños fragmentos que se desprenden y separan de la 

base de papel.

15. En aplicaciones donde la capa superpuesta

está hecha de un material que no sea trisulfuro de 

arsénico, pentasulfuro de arsénico, arsénico, mez­

clas de azufre y iodo, y plomo-iodo, puede ser nece 

sario facilitar la separación de las partes no reaje 

20. clonadas de la capa superpuesta y el producto de

reacción del resto de lá capa metálica y del subs­

trato o base, frotando con cepillo la superficie 

del elemento durante la separación, o aplicando a 

la superficie del elemento una lámina sensible de 

25. material recubierto con un adhesivo muy fuerte, se­

gún se explica en la citada solicitud pendiente.

Después de la separación, el rollo conti­

nuo de elemento sensible a la radiación 10 ahora ex 

puesto y separado que presenta una imágen metálica 

sobre la base de papel se hace pasar a través de30
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una sección de virado 52 donde se pone en contacto 

con vapor 54 que, en ei ejemplo de la modalidad- ar­

bitrariamente elegida en la que la imágen metálica 

es una imágen de plata, consiste en vapor c!e sulfu­

ro de hidrógeno. El rollo continuo que tiene sobre 

su superficie una imagen virada u oscurecida se ali 

menta entonces por medio de rodillos de alimenta­

ción 56 a una estación de corte 58, donde, si fuera 
necesario, se corta en largos apropiados.

Es evidente que si no es necpsario virar 

u oscurecer la imagen, podría omitirse la sección 

de virar 52, y es además evidente que se puede omi­

tir en aplicaciones donde el elemento sensible a la 

radiación consista simplemente en una base de papel, 

cartulina o cartón, o material similar, con una ca­

pa metálica delgada adherida que se expone a radia­

ción electromagnética en una atmósfera de material 

radiactivo, que puede ser trisulfuro de arsénico, 

pentasulfuro de arsénico o similar. En tales aplica 

cianes las secciones de exposición 44 comprenden r^ 

cipientas que contienen vapores del material reac­

tivo y un dispositivo apropiado de calentamiento.

Refiriéndonos ahora de una forma más par­

ticular a las figuras 9-18 de los dibujos, se des­

criben un elemento sensible a la radiación de capas 

múltiplas 110 que, según el presente invento, com­

prende una pluralidad de estratos, figuras 9-10, câ  

da uno de los cuales consiste en un par de capas sen 

siblemente adheridas 112-114 hechas de materiales 

distintos. El elemento sensible a la radiación de
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capas múltiples 110 puede disponerse sobre un sopo!? 

te o substrato 116, aunque en algunas aplicaciones 

puede omitirse dicho soporte o substrato.

En el ejemplo ilustrado del invento, se 

5. ilustra un elemento sensible a la radiación 110,

consistente en tres estratos, cada uno de los cua­

les comprende un par de capas 112 y 114 hechas de 

materiales distintos capaces de reaccionar cuando 

se exponen a radiaciones electromagnéticas con la 

10. formación de un producto de reacción resultante que 

tiene características químicas y físicas diferentes 

da los componentes originales.' Según se describe en 

la solicitud pendiente, y según se ha explicado Bn 

-la presente memoria, cada estrato comprende una ca- 

15. pa metálica 114, y por capa metálica en esta memo­

ria se entiende una capa que contiene menos un me­

tal, bien solo, aleado con otro metal o con otros 

metales o aleados o mezclado con otro elemento ú 

otros elementos. Lá capa metálica 114 puede de este 

20. modo comprender cualquiera de los metales comunes 

como son la plata, níquel, cobre, columbio, plomo, 

hierro, aluminio, cromo, etc. El material de la ca 

pa 112 puede ser cualquiera de un grupo de materia­

les ternarios que contengan arsénico, azufre y iodo, 

25. ó arsénico y bismuto, por ejemplo. El material de 

la capa 112 puede ser alternativamente cualquiera 

de un grupo de materiales binarios como puede ser 

haluro metálico, sulfuro, iodo, arseniuro, seleniu- 

ro o teleruro, trisulfuro de arsénico, pentasulfuro 

30. de arsénico y mezclas de azufre, selenio. Alternati



vamente, el malarial de la capa 112 puede consistir 

en cualquier material dentro de una pluralidad de 

elementos simples como son el arsénico, azufre, io­

do, selenio, telurio, talio, etc.

5, Cada capa 112 ó 114 es sensiblemente dclgja

da, y puedo tener un grosor quo comprende do unos 

cuantos átomos á varios angstroms. Se pueden emplear 

tantos estratos ó pares de capas como sea practico 

en un elemento sensible a la radiacián según el pre. 

10. sente invento, siendo la única condición que cada 

estrato sBa sensiblemente transmisor de la radia­

ción electromagnética empleada para la exposición, 

cuya radiación electromagnética puede ser en muchos 

casos simplemente una luz blanca intensa corriente, 

15. de forma que la radiación incidente pueda alcanzar 

en ..profundidad virtualmente cualquier estrato apro­

piado durante la exposición^ A causa de que hay una 

cierta cantidad do absorción da la radiación elec- . 

tromagnética en cada capa, la profundidad de pene- 

20. tración de la radiación electromagnética es sensible 

menta proporcional a la intensidad de la radiación.

La exposición a radiación electromagnéti­

ca de un elemento fotosensible de capas múltiples 

según el presente invento puede efectuarse mediante 

25. la proyección de una imágen apropiada sobre la su­

perficie del elemento, cuya exposición se represen­

ta en las figuras 9 y 10 como si se efectuara a tra 

ves de una máscara 118 que tiene áreas, como la que 

se ilustra en 120, que son sensiblemente transmiso- 

. ras de la radiación electromagnética, y otras áreas30
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como la que se ilustra*en 122, que no son práctica­

mente transmisoras de la radiación electromagnética. 

Por consiguiente, la radiación electromagnética, re 

presentada de una forma arbitraria por las flochas 

5. 124, se deja que incida de una forma selectiva y a

discreción sobre el elemento sensible a la radiación 

en áreas apropiadas 126 correspondientes a la forma 

ó contorno de la imágen que se proyecta, mientras 2 

tras áreas 128 se protegen y no reciben la radiación. 

10. En las áreas 126 irradiadas por la radiación elec­

tromagnética 124, con una intensidad suficiente de 

la energía de radiación se produce-una penetración 

en profundidad dB la radiación según se ilustra ar­

bitrariamente por medio de las flechas 130 con el re 

15. sultado de que los materiales de las capas .'.12 y ca 

pas 114 en las áreas así irradiadas y peloteadas r¡B 

accionan formando un producto de reacción según se 

indica en 132 en la figura 11. La formación de tal 

producto de reacción produce una disminución de la 

20. adherencia entre capas que permite la remoción meca 

nica de las partes expuestas a la radiación del ele. 

mentó 110, según los métodos que se explican en la 

solicitud pendiente y más adelante. Alternativamen­

te, el producto de reacción 132 puede eliminarse de 

25. una forma selectiva por medios químicos o mediante 

sublimación térmica, según se explica también en la 

citada solicitud pendiente y más adelante en esta 

memoria.

Un ejemplo de elemento sensible a la radia 

30. ción de capas múltiples 110 comprende una pluralidad
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de estratos cada uno de los cuales comprénda una ca 

pa metálica 114 hecha de plata y una capa 112 hacha 

de trisulfuro de arsénico ó pentasulfuro de arséni­

co, cada una de las cuales es una composición vitrea 

5. "sensiblemente transmisora de la luz ordinaria. La

capa de plata 114 es lo suficientemente delgada pa-. 

ra que sea también sensiblemente transmisora de la 

luz blanca intensa ordinaria de forma que, con una 

irradiación apropiada, se produzca la formación de 

10. un producto de reacción 132 extendiéndose ón profun 

didad y atravesando todo el grosor del elemento sejn 

sible a la radiación 110, que por consiguiente, en 

el ejemplo del elemento ilustrado en la presente me 

moría provisto de un soporte o substrato IIP, atra- 

15. vesaría las capas hasta dicho soporte o substrato.

El producto de reacción 132 así formado es también 

sensiblemente transmisor de la radiación electromaj^ 

estica. Por consiguiente, la formación del producto 

de reacción no impide sensiblemente la formación de 

20. producto adicional de reacción en capas inferiores 

de la estructura con una irradiación adecuada. Des­

pués de eliminar el producto de reacción 132, se oj¿ 

tiene un artículo acabado 11, segón se ilustra en 

las figuras 12 y 13, que comprende vacíos 134 co- 

25. rrespondientes a las áreas irradiadas del mismo y 

partes como las indicadas en 136 y 138, correspon­

dientes a las áreas que no han sido alcanzadas por 

la radiación electromagnética.

Si se desea obtener un producto acabado 

30. provisto de una representación rebajada del contor-



no do la imagen originalmente proyectada del elemen 

to sensible a la radiación, se eliminan las partes 

del artículo acabado 111 de las figuras 12 y 13 com 

prendidas dentro del perímetro de tal contorno por 

medios mecánicos normales ó mediante ulterior expo­

sición a radiación electromagnética a través de una 

máscara apropiada que permita que la radiación eiec 

tromagnética incida sobre zonas más apropiadas, co­

mo es la 136, con el fin de provocar la formación 

de producto de reacción que debilite la unión entre 

las capas para facilitar su remoción mecánica ó, al 

ternativamente, permitiendo que tal producto de re­

acción se elimine químicamente o mediante sublima­

ción térmica segóri se explica en la citada solici­

tud pendiente. El artículo resultante 111" es como 

él que se ilustra en las figuras 14 y 15 y compren­

de partes alzadas 138 correspondientes a las zonas 

sin exponer y partes rebajadas según se indican en 

140 que definen una representación rebajada de la 

imagen original.

Si se desea obtener un resultado opuesto, 

se quitan las partes 138 del articulo 111 de las f^ 

guras 12-13, dejando de esta forma, según se ilus­

tra en la figura 16, un artículo 111" que presenta 

una imágen en relieve 142 de la imagen original.

En vista de la absorción progresiva de la 

radiación transmitida en profundidad .a través de las 

capas múltiples del elemento sensible a la radiación 

segón el presente invento, se puede obtener un artí 

culo acabado provisto de una imágen en relieve que



presente un contorno en profundidad virtualmcnte re 

prosentativo de la intensidad de la radiación elec­

tromagnética que ha incidido sobro el mismo con una 

disposición según .se representa esquemáticamente 

S. en la figura 17. Un elemento sensible a la radiación 

que comprende varios estratos cada uno de los cua­

les comprende un par de capas 112 y 114 do material 

distinto capaz de reaccionar,-según se explicó, an­

teriormente, cuando es irradiado, se expone a través 

10. de una máscara 144 que presenta partes 12? nn trans 

misoras de la radiación electromagnética incidente 

124, partes 120 totalmente transmisoras de la radia 

ción electromagnética y partos 146 parcialmente 

transmisoras de Id radiación electromagnética. Di- 

15. chas partes 146 de la máscara 144 se representan ar̂  

bitrariamente con un aumento"progresivo gradual de 

transmisividad de la radiación desde el canto izqui 

erdo, según se ve en la figura 17, al canto derecho, 

dB forma que la reacción provocada por la radiación 

20. se extienda en profundidad en el elemento sensible 

a la radiación a un nivel variado, según se indica 

en 148, que corresponda virtualmonte a los límites 

diversos entre dos capas consecutivas en las que una 

radiación suficiente produzca una formación suficien. 

25. te de producto de reacción para conseguir un resul­

tado eficaz como es por ejemplo la debilitación de 

la unión entre capas suficiente para facilitar la 

remoción mecánica de las partes inactivas del ele­

mento sensible.

30. El artículo resultante, según se repraseri



ta en la figura 18, presenta rebajos contorneados, 

cono se indica en 150, que se extienden en profundé 

dad hasta los límites apropiados entre las capas di 

versas 112 y 114 alcanzadas por la radiación electro 

5. magnética con suficiente intensidad para provocar la 

formación apropiada del producto de reacción.

El presente invento se describe a.continua 

ción en detalle con relación a las figuras 19-33, 

con respecto a ejemplos de medios para obtener cir­

io. cuítos eléctricos impresos, resistencias individua­

les de valores de resistencia predeterminados, capa 

citores de valores de capacitancia predeterminados, 

y circuitos integrados que comprenden resistencias 

y capacitores de valor predeterminados, conexiones 

15 . apropiadas entre los mismos y terminales de entrada 

y salida apropiados al circuito eléctrico.

Se verá que la apariencia física real de 

los componentes y elementos segón se ilustra en la 

presente memoria en las figuras 19-33 se dé con fi- 

20. nes ilustrativos solamente con objeto de explicar 

los principios del presente invento, y que los me­

dios indicados para verificar las características 

eléctricas de los componentes hechos de acuerdo con 

los métodos del invento se dan también con fines i- 

25. lustrativos solamente, y que se pueden construir o- 

tros dispositivos segón resultará evidente para los 

expertos en la materia.

El presente invento utiliza como elemento 

sensible a la radiación un elemento, segón se ilus­

tra en 210 en las figuras 19 y 20, que comprende e'-3 0 .
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5.

10.

15.

20 .

25.

30 .

sencialmente una capa metálica 212 consistente en 

una capa delgada á película de metal o metales con 

un grosor de tan solo unas capas atómicas o de unos 

cuantos angstroms o milésimas, dotada de una capa 

214 de material capaz de reaccionar con el metal o 

metales de la capa metálica 212 cuando se expone a 

radiación electromagnética para formar con el mismo 

un producto o productos de reacción con una composi, 

ción química, características físicas y caiacterís- 

ticas eléctricas, como puede ser-la resistividad, 

diferentes de las de sus componentes. La capa 214 

es también sensiblemente delgada del mismo orden de 

grosor que la metálica 212, y "se deposita sobre la 

misma por cualquier medio tradicional como puede ser 

deposición por vapor, sublimación catódica en el vj3 

cío, etc.

La capa 212 se. hace de un metal, o una mojx 

cía o aleación de por lo menos das metales, o una 

combinación de ugínetal o metales con un elemento o 

otros elementos. El metal o metal de la capa 212 

comprende de esta forma, según se indica en la cita 

da solicitud pendiente y más adelante en la presen­

te memoria, cualquiera da los metales comunes tales 

como plata, cobre, columbio, plomo, hierro, aluminio, 

cromo, níquel, etc. El material de la capa 214 pue­

de ser, según se mencionó también anteriormente y 

según se menciona en la citada solicitud pendiente, 

cualquiera dentro de un grupo de materiales terna­

rios que contengan arsénico, azufre y iodo, o arsé­

nico, azufre y bismuto, por ejemplo. Alternativameji



36

te, el material de la capa 214 puede ser cualquiera 

da un grupo de materiales binarios como pueda ser un 

haluro metálico, sulfuro, ioduro, arseniuro, sole- 

niuro, ó teliururo, trisulfuro de arsénico, penta- 

5. sulfuro de arsénico, y mezclas de azufre-selenio.

El material de la capa 214' puede consistir también 

en cualquiera dentro de una pluralidad de elementos 

simples como son el arsénico, azufre, iodo, selenio, 

telurio, talio y otros similares.

10. Los ejemplo de configuraciones y aplica­

ciones del presente inventó se explican en esta me­

moria en detalle preferiblemente con respecto a un 

elemento sensible a la radiación como el que se ilus 

tra en 210, con una capa metálica 212 hecha de una 

15. tira o banda de plata, cobre, cromo, níquel o mez­

clas de los mismos dotada de una capa adhercnte só­

lida 214 de trisulfuro de arsénico o pentasulfuro 

de arsénico, aunque el invento consigue prácticamsji 

-te los mismos resultados utilizando cualquiera de 

20. los componentes arriba indicados. En ciertas aplica 

ciones, existen algunas ventajas definidas utilizan 

do el material que forma la capa 214 en fase líqui­

da, o preferentemente, en fase de vapor. Utilizando 

el material de la capa 214 en fase de vapor, se coji 

, 25. sigue la ventaja perfectamente definida de que el 

artículo acabado, componente eléctrico o circuito 

eléctrico, no necesita ser protegido por medio de 

una pantalla de la exposición complementaria a ra­

diación electromagnética. No obstante se puede obtt3 

30. ner el mismo resultado eliminando los productos de
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reacción y las partes sin exponer de la capa 214 dest 

pues de la exposición a radiación electromagnética 

del elemento sensible a la radiación bajo condicio­

nes controladas, con el fin de evitar el deterioro 

S. o cambio de las características eléctricas da los 

componentes o circuito como resultado de una ulte­

rior exposición a radiación electromagnética. No obs 

tanta en algunas aplicaciones, utilizando un clemejn 

to sensible a la radiación que tenga una capa 214 en 

10. un estado sólido supone ventajas definidas de buen 

aislamiento eléctrico cuando se utiliza material co

mo es el trisulfuro de arsénico con una resistivi-
-15dad de aproximadamente 10 ohm-cm, o cuando se utĵ  

liza el producto de reacción como parte de los com- 

15. ponentes eléctricos del circuito, según se describí^ 

*rá más adelante. Por consiguiente por motivos de deŝ  

cripción del presente invento, dicha descripción 

del mismo se ha elegido arbitrariamente que sea en 

-términos de utilizar un elemento sensible a la ra- 

20. diación electromagnética que comprende una capa 214 

hecha de material on fase sólida. El elemento sensjL 

ble a la radiación 210 de las figuras 19 y 20 se hjí 

lia provisto de un par de terminales 216 y 218 conet: 

tados eléctricamente a través do una parte o largo 

25. de capa metálica 212. El elemento sensible a la ra­

diación 210 se expone a radiación electromagnética 

incidente, como puede ser luz blanca ordinaria 222, 

emitida por una fuente de luz que pueden ser lámpa­

ras incandescentes 220. La luz 222 se hace incidir 

sobre el elemento sensible a la radiación 210 des-3 0 .



pués de pasar a través'de una máscara 224 provista, 

en el ejemplo elegido, con partes 226 sensiblemente 

transmisores de la luz, y una partes 230 parcialmo_n 

te transmisora de la luz. Por consiguiente, la su­

perficie de radiación del elemento sensible 210 se 

irradia plenamente en las partes como la indicada en 

232, correspondiente a las partes 226 de la máscara 

224 quo son plenamente transmisoras de la luz 222, 

mientras que otras partes, como la ilustrada en 234 

se apantallan de una forma prácticamente completa 

del efecto de la luz. Una parte adicional, -según se 

ilustra en 236, recibe luz de una intensidad reduc¿ 

ca. Para una exposición dada a la luz, las partes 

de la capa metálica 212 correspondientes a las par­

tes 232 plenamente irradiadas se consumen enieramejn 

te-como resultado de la reacción inducida por la luz 

entre la capa metálica y el material, como es eltri 

sulfuro de arsénico de la capa 214. Las partes de 

la capa metálica 212 correspondientes a las partes 

apantalladas 234 permanecen sin afectar, mientras 

que la parte de la capa metálica correspondiente al 

área 236 parcialmente irradiada es atacada parcial­

mente en profundidad en una cantidad correspondien­

te a dicha intensidad de radiación. Por consiguisn- 

te, en la figura 21 se representa esquemáticamente 

una vista en sección del elemento sensible a la ra­

diación 210 prácticamente a través del eje que com­

prende el terminal 216 y 218, con el resultado de 

que la capa metálica 212 comprende partes 233 que 

presentan el grosor original y se hallan eléctrica-



monto conectadas a los terminales 216 y 218 separa­

dos por una parte 240 de grosor reducido, siendo el 

grosor de la-parte 240 inversamente proporcional 

prácticamente a la exposición del área 236, figura 

19, del elemento sensible a la radiación electroma^ 

nótica 210 a la luz incidente. El artículo resultan 

te es una resistencia que tiene una resistencia pre 

determinada dependiendo de la resisitividad del me­

tal ó metales que forman la capá metálica 212, el 

área transversal ofrecida al paso de la corriente a 

través suyo y la longitud del trayecto ofrecido a la 

corriente. Por consiguiente, la resistencia total de 

la resistencia formada, .consistente en la parte tes 

tante dB la capa metálica situada entre les termina^ 

les 216 y 218, puede determinarse adecuadamente en 

función de la dimensión geométrica de la imdgert pro 

yectada sobre el elemento sensible a la radiación y 

a la duración de exposición del área irradiada 236 

,del elemento. Cuando se consigue la resistencia pre

determinada de la resistencia R , se detiene la ra-x
diación del elemento sensible a la radiación 210, y 

el elemento puede encajarse en un protector que lo 

proteja permanentemente de irradiación complementa­

rio, ó, alternativamente, puede cubrirse con una ca 

pa de goma laca ó pintura opaca a la radiación eleje 

tromagnética que puede afectar al elemento y cam­

biar su valor. Asimismo, y como medida alternativa, 

el resto de la capa 214, segón se indica en 242 en 

la figura 21, que no ha sido sometido a irradiación, 

y las partes de la capa 214, segón se indica en
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244, que comprando el producto de reacción resultan, 

te de la reacción de dicha capa y la capa metálica 

212, puede eliminarse por medios-mecánicos o quími­

cos descritos en la solicitud pendiente citada ante.

5. riormente.

La resistencia do 1-a. resistencia obtenida 

por medio del dispositivo de la figura 19 puede com 

probarse continuamente por ejemplo por medio de un 

omnímetro conectado a través de los terminales 216 

10. y 218, o por medio de un puente, tal como el ilustra 

do, que comprende las resistencia R^, R^, R̂ . (la rê  

sístencía formada por medio del procedimiento del 

invento) y Rg dispuestas en un puente que tenga una 

fuente de corriente eléctrica 245 colocada a través 

15. de una diagonal del puente y un contador 46 conecta 

do a través de la otra diagonal del puente. Cuando 

el puente se halla en equilibrio, la corriente que 

fluye a través del contador 246 es nula, y la resis 

.tencia de la resistencia R^ se obtiene mediante la 

20. fórmula:

Rg x Rg

Por consiguiente, para unos valores dados 

de R^, Rg y Rg el valor de R^ puede verificarse de 

una forma continua hasta que alcance un valor median 

te el cual el contador 246 dice que el puente se ha 

lia en equilibrio. Sagón se representa esquemática-30



monte, el contador 246* puede disponerse para que ciê

rre un interruptor 248 cuando registre dicha cqrrieji

- te nula, ó bián el contador 246 puede reemplazarse

por un reíd según se indica en 250, también adapta-

5. do para abrir un interruptor 248 cuando se alcance

un valor predeterminado de R , con el fin de desco-x
néctar las lámpara 220 de la fuente de energía 252 

al objeto de detener la exposicidn del elemento 210 

a la luz.

10. La resistividad de la parte de caca 214 ex

puesta a radiación electromagnética aumenta en fun­

ción a la exposicidn de la misma, como resultado de 

la formación del producto de la reacción que tiende 

a permanecer en solución sólida dentro del material

15. de la capa 214. Según se mencionó anteriormente, la
-15-resistividad-del-trisulfuro de arsénico es de 10 

ohm"^ y la resistividad de la capa 214 de trisulfu, 

ro de arsénico puede reducirse en una cantidad con-, 

siderable si se dispone en contacto con la capa, de 

20. metal 214, por ejemplo hecha de plata, disminuyendo 

la resistividad de la capa de trisulfuro de arsénico 

proporcionalmente a la exposición que tiende hacia 

un valor mínimo que permanece constante después de 

haberse consumido toda la capa de la capa metálica, 

25. Por consiguiente, se puede hacer una resistencia se, 

gún el presente invento por medio de un elemento sen 

sible a la radiación 210, según se ilustra en la fî 

gura 22, idéntico al elemento sensible a la radia­

ción 210 de la figura 20, pero provisto de un termi 

nal, como es el terminal 216, conectado a la capa30
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214, y otro terminal, como es el terminal 218, conec 

tado a la capa metálica 212, La exposición del ele­

mento sensible a la radiación 210 de la figura 22 a 

radiación electromagnótica a través de una máscara 

3. como es la máscara 247 de la figura 23, que presen­

ta, a lo largo de una sección'longitudinal de la mis 

ma, una parte extrema 249 totalmente transmisora de 

la radiación electromagnética, otra parte extrema 

251 sensiblemente no transmisora de la radiación e- 

10. lectromagnética, y una parte intermedia 253 que dis 

minuye gradualmente en transmisibilidad de la parte 

249 a la parte 251, dá por resultado un articulo, se 

gón se indica en ía figura 23, que presenta, en sec­

ción una parte en disminución gradual 254 de capa me 

15. tálica 212 unida al terminal 218, y que corresponde

a la parte transmisora gradual 253 de la máscara 247. 

El articulo acabado comprende también una parte, sa¡ 

gón se ilustra en 256 que comprende la parte de zo­

na Sin reaccionar de la capa 214 y una parte próxima 

20. al terminal 216 y unida al mismo compuesta de un á- 

rea totalmente reaccionada de las capas 212 y 214, 

según se indica en 258. La parte de la capa 214 que 

corresponde a la parte transmisora en disminución 

gradual 253 de la máscara 247 tiene una resistividad 

25. en disminución progresiva de derecha a izquierda, en 

la figura 23, de forma que la resistencia total en­

tre los terminales 216 y 218 puede determinarse, deri 

tro de ciertos límites, como resultado de la expos_i 

ción total del elemento a radiación electromagnética. 

30. De esta forma se puede ver que se pueden*
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obtener componentes eléctricos como son resistencias, 

de valores do resistencias predeterminados, utilizan 

do elementos sensibles a la radiación según el pre­

sente invento como resultado de llevar a la prácti- 

5. ca el método del presente invento.

Refiriéndonos ahora a las figuras 24 y 25, 

se ilustra en las mismas un elemento sensible a la 

radiación 210 según un aspecto adicional del presen 

te invento, que, según se puede ver con mayor deta- 

10. lie en la vista en sección de la figura 25, compren, 

de una capa metálica 212 provista de una copa super, 

puesta 214 de material capaz de reaccionar con el 

metal o metales de la capa metálica 212 cuando se * 

expone a radiación electromagnética. La capa metáli 

15. ca 212 se dispone a su vez, adhiriéndose a la misma, 

-sobre una cara de una-capa dieléctrica 26H provista 

de una capa metálica complementaria 262 sobre su 

otra cara. Un terminal eléctrica 264 se une a la c¡3 

,pa metálica 212, y un segundo terminal eléctrico 

20. 266 se une a la capa metálica 262. Este conjunto

forma un capacitor o condensador con placas parale­

las definidas por capas metálica 212 y 262 cuya capa, 

citancia, según es bien sabido, se obtiene mediante 

la fórmula que sigue:
25.

K A

c = --------  Microfaradios,
d

. en la que A = al área efectiva de placa en cm30
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d = al grosor del dieléctrico en cm,

K = 0,0085^! donde ^  r es igual a la 

constante dieléctrica de la dieléctri 

ca relativa al aire.

5. Según es bien sabido, el área útil efecti

va A del capacitor de placas en paralelo, cuya capa 

citancia se obtiene mediante la fórmula anterior, es 

realmente las áreas de coincidencia de las placas, 

y con el fin de disminuir la capacitancia de un ca- 

10. pacitor es suficiente, disminuir las áreas de ccinci, 

dencia de las placas lo cual se pueda hacer disminu 

yendo el área de una de las placas y dejando el á- 

rea de la otra sin cambiar'. Esto se. consigue, según 

un aspecto del presente invento, disponiendo un prj3 

15. tector 268 capaz de proteger la superficie sensible 

-del elemento 210" de la acción de la radiación elé¿ 

tromagnótica como puede ser la luz, indicada en 222, 

y emitida por una fuente que puede tratarse de lám­

paras incandescentes 220.

20. Conectando el capacitor difinido por el ê

lepento 210" en un circuito de puente como el que 

se ilustra en la figura 24, dicho puente que compreri 

de la impefancla Zx, obteniéndose la imperancia del 

capacitor según al método del presenta invento, y 

25. las imperancias conocidas Z^, Z^ y Zg. A través de 

una diagonal del puenta se conecta una fuente de co 

necta una fuente de corriente alterna 270 de fre­

cuencia conocida

A través del otro diagonal del puente se 

30. conecta un amoerímetro 246. Cuando se halla en equi.
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librio, el contador 246 registra una corriente nula 

y la imperancia Z^ so obtiene mediante la fórmula:

y la capacitancia del capacitor se deriva de la fór_ 

muía:

- 1

Z . --------
x 2 % fC

15. El contador 246 puede disponBrsa do forma

que abra el-interruptor-240 colocado en serie entre 

una fuente de energía eléctrica 252 y lámpara 220 ó 

alternativamente un relé, según se indica en 250 pâ  

.ra abrir directamente ol interruptor 248 cuando la 

20. impedancia del capacitor alcance un valor prede­

terminado.

Con el fin de disminuir la capacitancia 

del capacitor, se desplaza el protector 268 en la 

dirección indicada por la flecha 272, véanse figuras 

25. 24 y 25, para aumentar el área de la capa metálica

212 que reacciona con la capa superior o capa supejr 

puesta 214 bajo la influencia de la radiación elec­

tromagnética que incide sobre la misma.

El capacitor, después de la exposición a 

30. radiación electromagnética del elemento 210', segón
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se indica en la figura 26, comprende una primera ca 

pa que consiste en una capa metálica 262 conectada 

al terminal 266, y una segunda capa formada por el 

resto del área sin reaccionar de la capa metálica 

5. 212 conectada al terminal 264, separada por la capa

dieléctrica 260. La parte o área de la capa metáli­

ca 212 no protegida por el protector ó pantalla 268 

de la acción de la radiación electromagnética inci­

dente se ha hecho reaccionar con el material de la 

10. capa 214, consumiéndose de este modo en profundidad 

el metal de la capa 212 con la formación de produc­

tos de la reacción según se indica en 274 y recor­

tando de una forma efectiva el área de la placa del 

capacitor.

15. Por lo tanto, según los principios del

presente invento, se puede manufacturar un capacitor 

de un valor predeterminado definido con precisión a 

un valor de capacitancia predeterminado por medio 

-de radiación electromagnética como puede .ser la luz. 

20. Las figuras 27-28 representan una varian­

te de un capacitor hecho según un aspecto adicional 

del presente invento que, según se puede ver con mâ  

yor detalle en la figura 28 comprende un elemento 

sensible a la radiación 210" que comprende una capa 

25. 212 hecha del mismo material que las capas 214 en

los elementos sensibles descritos anteriormente, por 

ejemplo, dé trisulfuro de arsénico o pentasulfuro 

de arsénico, teniendo en cada una de sus caras una 

capa metálica sensiblemente delgada 212, lo suficien 

30. temante delgada para que, cuando se expone a radia-
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clones electromagnética, dicha radiación electromaq 

nética sea capaz de ser transmitida por las capas 

metálicas para provocar una reacción entre el mate­

rial de la capa 214 y el metal o metales do las ca- 

5. pas metálicas 212. Se dispone un protector o panta­

lla, según se indica en 276, que sea deslizante de 

tal modo que una parte del elemento sensible a la 

radiación 210" pueda someterse a irradiación al me­

nos en uno de sus lados ó, según se ilustre, en am- 

10. bos lados para formar en las áreas incidióos produc 

tos de reacción 274, vease figura 29, que consuma 

las áreas de las capas metálicas 212 donde ha inci­

dido la radiación. El artículo resultante, seoún se 

ilustra en la figura 29, es un capacitor da valor 

15. predeterminado dependiendo de la extensión de las

reas expuestas a radiación electromagnética, estan­

do definidas las placas del mismo por las partes 

restantes sin reaccionar de las capas 212 conscta- 

,das a los terminales 264 y 266.

20. Los elementos sensibles a la radiación s_e

gún el presente invento y según se ha explicado an­

teriormente pueden utilizarse para obtener circui­

tos integrados mediante simple exposición a radia­

ción electromagnética a través de una mascara o pro 

2S. yectando sobre los mismos un diseño predeterminado, 

del cual se ilustra un ejemplo en las figuras 30-33. 

Se prepara un elemento sensible a la radiación 2B0 

recubriendo una lámina de material dieléctrico 260 

de grosor apropiado con una capa metálica sensible- 

30. mente delgada 212 en ambas caras del mismo, recu-



briendose a su vez dicha capa metálica con una capa 

superpuesta 214 de un material capaz de reacciqnar 

con el metal de la capa 212 cuando se expone a ra­

diación electromagnética, según se ha explicado an­

teriormente, La primera cara 2B2 del elemento sens^ 

ble a la radiación 2B0 se expone a radiación a tra­

vés de una mascara ó como resultado de la proyección 

de un diseño sobre la misma, según se indica en la 

figura 30, teniendo dicho diseno partes como las in 

dicadas en negro en 286 que protejen la c.ara 282 de 

la radiación electromagnética incidente, permitien­

do otras partes como las indicadas-en 288 el pleno 

impacto de la radiación electromagnética sobre di­

cha cara y otras partes como las indicadas en 290 

permiten una radiación reducida de la superficie 

sensible a la radiación. La otra cara 284 del ele­

mento 280 tqmbien se expone a radiación electromag­

nética, según se indica en la figura 31, recibiendo, 

algunas partes de la misma según se indica en 288 

el impacto de una radiación de plena intensidad, 

mientras que otras partes reciben el impacto de ra­

diación de intensidad reducida según se indica en 

290, y protegiéndose otras partes de.la radiación 

electromagnética, según se indica en 286. Los termi 

nales indicados en 292, 294 y 296, se unen, bien ají 

tes ó después de la exposición electromagnética, al 

borde de la capa metálica 212 de la cara 282, y los 

terminales como los indicados en 298 y 300 se unen 

a la capa metálica 212 de la cara 284. El artículo 

acabado es un circuito integrado en el que las par­



tes de las capas 212 sin reaccionar, correspondien­

tes a las áreas 286, constituyen conductores ¿.pla­

cas de capacitor, ó cada área, como son las áreas 

290 que han sido parcialmente expuestas a la radia­

ción constituyen una resistencia de un valor que dê  

pende de la cantidad de radiación y dimensión geoms, 

trica del área. El artículo resultante es por consi, 

guíente un circuito eléctrico, cuyo equivalente es­

quemático se ilustra en la figura 32 comprendiendo 

una placa de capacitor 302 del capacitor 304 conec­

tada al terminal 294 a travos de la resistencia 306, 

al terminal 292 a través de la resistencia 303 y al 

terminal 296 a través del conductor 310, definido 

en la cara 282 dsl elemento 280. La otra, placa, pía, 

ca 312, del capacitor 304 se conecta al tsrminal 

298 a través de la resistencia 3Í4 y se conecta tarn 

bien al terminal 300 a través de la resistencia 316, 

identificándose las diversas áreas ilustradas en 

las figuras 30-31 mediante los mismos números de rê  

ferencia que en el esquema de la figura 32 con el 

fin de ayudar a comprender la equivalencia entre ajn 

bos. Si necesitara recortarse el área de una de las 

placas 302 ó 312, del capacitor 304 con el fin de 

obtener un valor más preciso de capacitancia del del 

capacitor ó para ajustar con precisión el circuito 

a unas características eléctricas predeterminadas, . 

un área de una de las placas como la indicada en 

318 respecto a la placa 302 de la figura 30 puede 

exponerse ulteriormente- y de una forma individual a 

radiación electromagnética según se explicó anteriojr
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menta, y el valor de cada resistencia puede datermi 

narse también con precisión de una forma individual 

mediante exposición complementaria a discreción y 

de un modo selectivo a radiación electromagnética,

5. teniendo en cuenta no obstante que las variaciones 

controlables de los valores de los componentes se 

dirigen naturalmente hacia una disminución en capa­

citancia respecto a capacitores y un aumento en re­

sistencia respecto a resistores.

10. El circuito monolítico acabado puede eneja

jarse ó confinarse en una caja ó envoltura diseñada 

para proteger las caras sensibles a la radiación 

282 y 284 dsl elemento a irradiación co'mplementari'a, 

ó bien pueden recubrirse con un barniz opaco c mate 

15. ria similar, ó bien de otro modo, las partos sin 

reaccionar y reaccionadas de las capas 214 pueden 

quitarse mecánica ó químicamente para proporcionar 

un circuito según se ilustra en la figura 33, total 

mente equivalente al esquema de la figura 32.

20. En vista del hecho de que los elementos

sensibles a la radiación según el presente invento 

y a los descubrimientos de la solicitud pendiente, 

en ciertas condiciones y con ciertos grupos de mate, 

ríales, se comportan como semiconductores, también 

25. es posible, empleando la estructura y métodos del 

presente invento, obtener circuitos integrados com 

pletos que comprenden elementos unidireccionales y 

elementos unidireccionales provistos de medios de 

control, tales como diodos y transistores y elemen- 

30. tos similares.
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Refiriéndonos ahora de una forma general 

a las figuras 34-55, so describe a continuación el 

presente invento en términos de procedimientos para 

manufacturar diseños metálicos proyectando una ima- 

5. gen de un diseño a reproducir sobre un elemento sen 

sible a la radiación que consiste esencialmente en 

una capa metálica recubierta con una capa cupsrpuejs 

ta adherente de material capaz de reaccionar con el 

metal de la capa metálica cuando se exponn a radía­

lo. ción electromagnética. Después de la exposición, se 

separan las partes de la capa superpuesta que tienen 

una adherencia reducida con el metal de la capa co­

mo resultado de tal exposición, exponiendo ds este 

modo de una forma selectiva y a discreción áreas de 

15. superficie de la capa metálica que ulteriormente se 

electroplastian ó se erosionan electroquímicamente 

según se desee obtener un dibujo en relieve ó reba­

jado.

Alternativamente los elementos sensibles 

20. a la radiación, según el invento, que tengan una câ  

pa metálica lo suficientemente delgada para ser 

transmisora de la radiación pueden exponerse median 

te proyección de la imagen del diseño ó configura­

ción sobre la capa metálica, consumiendo así en prja 

25. fundidad partes selectivas y a discreción de la ca­

pa metálica. Las partes restantes sin reaccionar de 

la capa metálica se electroplastian ulteriormente.

Según se ilustra en la figura 34, la pri 

mera etapa en los métodos del presente invento con­

siste en exponer un elemento sensible a la radia- '30
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clon 410 a radiación electromagnética incidente 412, 
como puede ser radiación luminosa. El elemento'sen­

sible a la radiación 410 se expone, por ejemplo a 

través de una mascara 414 que presenta un dibujo 

5. predeterminado consistente en partes, según se indi 

ca en 416, que son sensiblemente transmisoras de la 

radiación incidente y otras partes, según se indica 

en 418, que prácticamente no son transmisoras de la 

radiación electromagnética.

10. El elemento sensible a la radiación 10, se

gun se describe en detalle en la solicitud pendien­

te y más adelante en la presente memoria, consiste 

esencialmente en una capa metálica 420 provista de 

-una capa superpuesta 422 de un material capaz de 

15. reaccionar con el metal ó metales de la capa metáli 

ca 420 como resultado a la exposición a la radiación 

electromagnética como es la luz. La capa metálica 

420 es una lámina ó película que contiene al menos 

un metal bien solo, aleado can otro metal ó con o- 

20. tros metales, ó combinado ó mezclado con otro ele­

mento. La capa metálica 420 puede comprender así 

cualquiera de los metales más comúnes como son la 

plata, cobre, columbio, plomo, hierro, aluminio, cr^ 

mo, níquel, etc. La capa superpuesta 420, deposita- 

25. da sobre la misma y adherida a ella, comprende uno 

de los materiales descritos en la solicitud pendieri 

ts citada y en la presente memoria. La capa metáli­

ca 420 pueda estar provista si así se desea para ajL 

gunas aplicaciones, de un soporte metálico ó no me- 

30. tálico ó substrato, según se ilustra mediante línea
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imaginaria en 424. Cada una de las capas puede ser 

de un grosor de tan solo unas capas do atomos á 

angstroms hasta unas cuantas milésimas.

El elemento sensible a la radiación 41G 

5. hecho por ejemplo de una capa de plata 420 recubier^ 

ta con una capa superpuesta 422 de trisulfuro de ajr 

sónico ss expone a radiación electromagnética inci­

dente a través de una mascara 414, según ¿o explicó 

anteriormente, ó se expone por medio de un dibujo ó 

10. diseño apropiado proyectado sobre la misma Mediante 

un medio de proyección apropiado. Durante la exposi^ 

ción del elemento sensible a la radiación, que se­

gún se ilustra se efectúa sobre la cara del mismo 

provista de la capa superpuesta 422, algunas áreas, 

15. según so indica en 426, reciben la radiación elec­

tromagnética incidente 412 mientras que ctrss áreas, 

según se indica en 428, no se someten al efecto de 

la radiación. Como resultado de tal exposición se- - 

lectiva y discreción a radiación electromagnética, 

20. en áreas separadas de la capa limítrofe entre la cj3 

pa metálica de plata 420 y la capa superpuesta de 

trisulfuro de arsénico 422 expuestas a la radiación 

electromagnética, se forma de un modo selectivo y a 

discreción un producto ó productos de reacción, sa- 

25. gún se indica en 430 de la figura 35. Las áreas no 

sometidas a radiación se dejan sin tocar, según se 

indica en 432. La formación de tal producto de reac 

ción 430, en las áreas irradiadas, produce una re­

ducción sustancial selectiva y a discreción de la 

30. fuerza de adherencia entre la capa superpuesta de



trisulfuro de arsénico* 422 y la capa metálica de pía 

ta 420. Según sa explicó con detalle en la solicitud 

pendiente, las partes de la capa superpuesta de tri 

sulfuro de arsénico 422 correspondientes a dichas á 

5. reas irradiadas pueden quitarse por medios tales co

mo, por ejemplo, un elemento laminar no rígido, según 

se indica en 434 en la figura 36, provisto en una de 

sus caras 436 con un adhesivo que forme adherencia 

con la capa superpuesta 422 de una resistencia in- 

10. termedia entre la fuerza de adherencia de la capa su 

perpuesta de trisulfuro de arsánico 422 cor: la capa 

metálica de plata 420 y la fuerza reducida de aheren 

cia entre ambas en las áreas'irradiadas. Por consi­

guiente, cuanto se tira de la lámina recubiorta de 

15. adhesivo 434, las partes de la capa superpuesta 422 

correspondientes a las áreas irradiadas cel elemen­

to sensible a la radiación 410 se ven arrastradas y 

separadas por la lámina 434, indicada en 438, como - 

resultado de la adherencia a.la lámina con una mayor 

20. fuerza que la adherencia de la capa intermedia de

las áreas irradiadas, mientras que las otras partes, 

como las que se indican en 440, de la capa super­

puesta 422 que permanecen fuertemente adheridas a 

la capa de plata 420 se separan limpiamente de las 

25. partes 438 y permanecen en su sitio, da forma que

el elemento sensible a la radiación separado queda­

rá virtualmente según se ilustra esquemáticamente 

en la figura 37 con áreas de superficie separadas 

442 de la capa metálica-expuestas o descubiertas y 

ya sin la protección de la capa superpuesta de tri-30
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Las áreas de superficie descubierta 4.42 de 

la capa metálica de plata 428 se metalizan ulterior^ 

mente, según un aspecto del presente invento, colo­

cándolas en un depósito 444, figura 38, que contie­

ne un electrolito apropiado 446 en el que el elemen, 

to 410 se sumerge, disponiéndose la capa metálica 

de plata 428 en un circuito eléctrico de corriente 

continua que comprende una fuente de corriente con­

tinua 448 para formar un cátado, conectándose una 

placa o bloque de metal apropiado, según sr indica 

en 450, al terminal negativo do la fuente de suminis^ 

tro de energía eléctrica 448. Según sea el electro­

lito empleado y la composición de la placo anódica 

450, se depositan electrolíticamente un natal é me­

tales de una composición predeterminada soore la ca 

pa metálica de plata 420 en las áreas 442 que nc se 

hallan protegidas por las partes restantes 440 de la 

capa superpuesta 442. Es evidente que si la capa tne 

tálica 420 no se halla provista de un soporte de a- 

islamiento o substrato 424 es preferible recubrir 

la superficie de la capa metálica 420 opuesta a la 

superficie de la misma provista a discreción de las 

partes restantes 440 de la capa superpuesta 422 con 

una pintura aislante o barniz para evitar la metali 

zación de dicha cara si dicha metalización es inde­

seable, El material que forma la capa superpuesta 

422 que para todo fin practica es un dieléctrico, co 

mo ocurre con el trisulfuro de arsénico o pentasul- 

furo de arsénico, no admite metalización de la super
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ficie de las partes restantes de la capa.superpues­

ta 422 en contacto con el electrolito. Cuando se em 

plean para formar la capa superpuesta 422 materia­

les ligeramente mejores conductores de la corriente 

5. .como son el arsénico, bismuto ó otros similares, la 

pequeña electrodeposición que tiene lugar sobre la 

capa superpuesta es de muy poca importancia en ra­

zón de la deficiente adherencia de dicha metaliza­

ción al material de base y dicho recubrimiento pue- 

10. de quitarse ulteriormente con gran facilidad median 

te simple limpieza mecánica o química. Alternativa­

mente, cuando la capa superpuesta 422 se hace de un 

material que pueda someterse a una cierta electrodo, 

posición, una simple operación de recubrimiento d& 

15. la superficie exterior de las partes restantes de 

la capa superpuesta con un material no conductor c 

con un material oleoso eliminará cualquier tendencia 

de que dicha superficie exterior reciba metalización 

-alguna durante la operación de electr.odeposición.

20. La información necesaria respecto a baños apropia­

dos para electroplastia y las técnicas a seguir se 

hallan fácilmente disponibles y pueden encontrarse 

en muchos libros de texto tales como, por ejemplo 

"Modern Electroplatíng" de A.G. Gray, publicado por 

25. 3ohn Niley and Sons, Inc., Nueva York, 1953, Electro 

plating Engineering Handbook por A.K. Graham, publi 

cado por Reinhold Publishing Corporation, Nueva 

York, 1955 y Printed and Integrated Circuitry por 

T. D. Schlabach y D.K. Ridar, publicado por NcGraw- 

30. -Hill Bcok Company, Inc., Nueva York, 1963.
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Después de la olectrodeposicién, el artí­

culo resultante queda, según se ilustra esquemática 

menta on sección en A en la figura 39 ó en A' en fî 

gura 40 con partes electroplastiadas en 452 que foj? 

.man un dibujo metálico en relieve correspondiente 

al dibujo de exposición a radiación electromagnéti­

ca del elemento sensible a radiación. La operación 

de electrodepósición se efectúa durante un periodo 

de tiempo apropiado suficiente para aplicar un recu 

brimiento metálico 452 de un grosor necesario depo­

sitado sobre las áreas desnudas de la capa metálica 

420. El grosor del recubrimiento metálico se indica 

en la figura 39 con una medida menor que el grosor* 

de las partes restantes 440 de la capa superpuesta 

422. Es evidente que cuando se desee obtener un re­

cubrimiento metálico más grueso, la operación-de e- 

lectrodeposición según el dispositivo de la figura 

38 puede continuarse hasta que el recubrimiento meta 

.lico alcance ese mayor grosor deseado., según se in­

dica en 452 en la figura 40 donde se indica que tal 

recubrimiento es más grueso que las partes restan­

tes 440 de la capa superpuesta 422. Para algunas a- 

plicaciones el artículo útil resultante puede ssr 

según se representa en A y A', en las figuras 39 y 

40 respectivamente, pero para otras aplicaciones pue 

de hallarse conveniente quitar las partes restantes 

de la capa superpuesta 422.

Las partes restantes 440 de la capa super̂  

puesta 422 pueden quitarse ulteriormente por cuales^ 

quiera medios apropiados como son disolución quími-
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ca en un disolvente apropiado o sublimación térmica, 

según se explica en la solicitud pendiente citada, 

ó, según se indica en la figura 41, mediante una se 

gunda exposición a radiación electromagnética 412 

5. que produce una reacción entre el material de la c;a 

pa superpuesta 422, trisulfuro de arsénico por eje- 

plo, en las partes restantes 440 de la misma y el 

metal, plata por ejemplo, de la capa metálico 420 

en las áreas donde tal metal y material se hallan 

10. yustapuestos, con formación de un producto Je reac­

ción según se indica en 454. Dicha segunda exposi­

ción a radiación electromagnética debilita conside­

rablemente la unión o adherencia entre las partes 

restantes 440 de la capa superpuesta 422 y la capa 

15. metálica 420, de forma que las partes rearantes 440 

de la capa superpuesta pueden quit*aTse fácilmente 

por medios mecánicos de separación o peladura como 

por ejemplo por los medios anteriormente descritos 

.ilustrados en la figura 36. El artículo resultante 

20. es d^bsta forma vitualmente como el artículo B de

la figura 42, consistente esencialmente en una capa 

metálica 420 que lleva sobre sí un dibujo o diseno 

metálico electrodepositado 452. Si la segunda espo- 

sición a radiación electromagnética se efectúa du- 

25. rante un periodo de' tiempo y con una intensidad de

radiación suficiente para consumir en profundidad las 

partes de la capa metálica 420 todavía provistas de 

una capa superpuesta, después de la eliminación del 

producto de la reacción formado durante la segunda 

exposición a radiación electromagnética, el artículo30
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acabado resultante quedará virtualmentc según se i- 

lustra en C en la figura 43. El artículo C se halla 

provisto de espacios huecos 456 formados en la capa 

metálica 420 como resultado de la segunda exposición 

5. electromagnética de forma que el artículo acabado 

presenta un dibujo metálico e'n relieve elevado que 

comprende las partes de metal olectroplástiado 452 

superpuestas sobre las partes restantes ¿'53 de la 
capa metálica 420.

^0* Según un presente aspe.cto del urasente. in

vento, el elemento sensible a la radiación expuesto 

y separado 410 de la figura 37, puede tratarse ultjj 

riormente por medio ds erosión electroquímica en un 

dispositivo según se representa esquemáticamente en 

15. la figura 44. El elemento 410 consistente principal 

mente en la capa metálica provista de un modo selec 

tivo y a discreción con partes restantes 440 de la 

capa superpuesta 422 se coloca en un recipiente 460 

que tiene una pared, inferior 462 y paredes latera- 

20. les 464. El recipiente 460 está hecho de un material 

no conductor y tiene medios, como son el contacto 466 

que conecta eléctricamente al terminal positivo de 

un suministro de energía de corriente continua 468 

la capa metálica 420 del elemento 410 para hacer a- 

25. nódica la capa metálica 420 respecto a una placa con 

ductora de corriente 470 hecha catódica al conectar^ 

se por medio del contacto 471 al terminal negativo 

del suministro de energía de corriente continua 462. 

El recipiente 460 se halla provisto de una salida 

30. 472 y una entrada 474 para una solución electrolito



es 476 que se hace circular a gran velocidad y eie- 

vada presión en la superficie de contacto entra el 

elemento 410 y la placa catódica 468. Mediante el 

dispositivo de la figura 44 y según principios ac­

tualmente bién conocidos de maquinado electroquími­

co, cuando se hace circular una corriente continua 

bajo urt potencial de 10 a 20 voltios y de una densi 

dad sensiblemente elevada, a través del electrolito, 

las superficies descubiertas 442 del elemento 410 

se erosionan electroquímicamente, mientras que las 

áreas superficiales protegidas por las partes res­

tantes 440 de la capá superpuesta 422, que actúa co 

mo dieléctrico, permanece sin tocar. Un electrolito 

conveniente consiste en una solución acuosa de clo­

ruro sódico suministrado a la superficie do contac­

to entre la placa 470 y el elemento 410 a una pre-
2sión.de por ejemplo 0,7 a 3,51 kilogramo por cm .

Si la operación electriquímica, según el 

dispositivo de la figura 44 se deja que tenga lugar 

durante un periodo de tiempo relativamente corto sô  

lamente, el articulo resultante será el articulo D 

ilustrado en la figura 45 consistente en las partes 

restantes 440 de la capa superpuesta 422 que perma­

necen adheridas a la capa metálica 420, y en la ca­

pa metálica 420 con su superficie descubierta erosio 

nada hasta una cierta.profundidad, según se ilustra 

en 478, dependiendo de la duración de la operación 

de erosión electroquímica a una densidad de corrien 

te predeterminada.

Después de quitar las partes restantes 440



de la capa superpuesta*422, por ejemplo por medio de 

una segunda exposición a radiación electromagnética 

quo, según se explicó anteriormente reduce las fuer 

zas de adherencia entro la capa metálica y la capa 

superpuesta facilitando la ulterior remoción de las 

partes restantes de dicha capa superpuesta, el artjí 

culo acabado es el representado en E en la figura 

46, consistente principalmente en la capa tantálica 

422 que tiene sobre la superficie de la misma un dj. 

bujo o diseño metálico en relieve, según su indica 

en 480, consistente en las áreas de superficie de 

la capa metálica que fueron protegidas por las par­

tes restantes de la capa superpuesta 422 aurante la 

operación de erosión electroquímica saliendo de las 

áreas erosionadas sin proteger 478.

Si la operación electroquímica según el 

dispositivo de la figura 44 se deja continuar hasta 

que la electroerosión de las partes de capa metálica 

412 sin proteger por las partes restantes 440 de la 

capa 422 se ha propagado en profundidad al grosor 

total de la capa metálica, el artículo resultante 

será el indicado en F en la figura 47. El artículo 

F* consiste esencialmente en las partes restantes 

482 de la capa metálica 422 cubiertas con las partes 

restantes 440 de la capa superpuesta 422. Despuós 

de quitar las partes restantes de la capa superpuejs 

ta 422, por ejemplo, mediante exposición a radia­

ción electromagnética seguido de separación según el 

procedimiento explicado anteriormente, el artículo 

acabado será el indicado en G an la figura 48, con-
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sistente esencialmente er¡ un dibujo o diseño metáM 

co formado por las partes restantes 482 de la capa 

metálica 420.

Refiriéndonos ahora a la figura 49, se i- 

5. .lustra en dicha figura un elemento sensible a la rja 

diación electromagnética 410* que comprende una del. 

gada capa metálica 420 hacha de un metal que puede 

ser cualquiera de los anteriormente mencionados, por 

ejemplo una lámina de plata metálica lo suf'iciente- 

10. mente delgada para que SBa virtualmente transmisora 

de la radiación electromagnética como puede ser la 

radiación luminosa, dispuesta sobre un substrato 422 

hecho de cualquiera de los materiales anteriormente 

mencionados capaz de reaccionar con el metal de la 

15. capa metálica 420 cuando se expone a radiación elej: 

tromagnética. Por ejemplo, el substrato 422 puede 

estar hecho en forma de una capa vitrea de trisulfjj 

ro de arsénico o pentasulfuro de arsénico. Para al­

gunas aplicaciones, el substrato 422.puede- hallarse 

20. provisto de un soporte metálico o no metálico, no

representado, sobre su superficie opuesta a la supejr 

ficie que lleva la capa metálica 420.

El elemento sensible a la radiación 410* 

se ilustra en la figura 49 mientras se halla axpuejs 

25. to a radiación electromagnética incidente 412 sobre 

el lado de la capa metálica. La exposición se reali. 

za a través de una máscara 414 dotada de partes a 

discreción 416 sensiblemente transmisora de dicha 

radiación, de forma quB la superficie de la capa me. 

30. tálica 420 reciba de una forma selectiva y a discre.
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S.

10.

15.

20.

25.

ción la radiación incidente en las partes 426, míen 

tras que otras partos 428 quedan sin tocar. En los 

límites o superficie de contacto entre la capa meta 

lica 420 y ol substrato 422, en las regiones en las 

que incide la radiación, cot/suficiente exposición a 

radiación incidente en tiempo o densidad, o ambas 

cosas a la vez, y forma un producto o productos de 

reacción segón se indica en 430 en la figura 50, 

quo, en vista dol poco grosor de la capa metálica 

420, consume en profundidad todo el metal da dicha 

capa metálica. Las otras partos 432 de la capa limí. 

trofe que se hallan protegidas de la radiación ole_c 

tromagnética permanecen provistas de partos sin reí 

accionar 484 de la* capa metálica 420. Una vez que 

el producto de reacción se ha eliminado, por ejem­

plo segón se menciona en la solicitud pendíante, o 

por medios mecánicos de frotamiento, por ejemplo, ó 

medios químicos como podría ser la disolución dol 

producto de la reacción en una solución acuosa de 

una base tal como sulfuro sódico o hidróxido sódico, 

el elemento sensible a la radiación quedará segón 

ss indica en la figura 51, y comprenderá un substrja 

to 422 provisto de partes a discreción 484 de capa 

metálica 420 formando un dibujo apropiado correspon 

diente al dibujo o diseño provisto por la máscara a 

través de la cual el elemento sensible a la radia­

ción quedó expuesto primeramente a dicha radiación 

electromagnética, ó, alternativamente, al dibujo pro 

yectado sobre la superficie de la capa metálica 420. 

Las áreas de superficie discontinua 486 de las par-30



tes restantes 484 de la capa metálica 420 pueden a- 

Isctroplastiarse ulteriormente con un metal apropia 

do por medio de un dispositivo como el anteriormente 

descrito con relación a la figura 38 de esta memo- 

.ria, conectándose adecuadamente la capa metálica 420 

al terminal positivo del suministro de energía elé^ 

trica. Después de la electrodeposición, el artículo 

resultante será según se indica en H en la figura 

52. El artículo H comprende así las partes restantes 

484 de la capa ametálica 420 adherida al substrato 

422 y con sus áreas superficiales 486 electroplasti^ 

das, según se indica en 4'88'con un recubrimiento de 

metal adicional. Dicho artículo podría ser, por ejem 

pío, un circuito eléctrico.

No obstante si se desea obtener.un artícu 

lo acabado del que se quite el substrato 422, dicho 

substrato 422 podría disolverse en un disolvente a- 

propiado, ó alternativamente, dicho substrato 422 

.podría quitarse por medio de una segunda exposición 

del elemento, según se ilustra en la figura 53, ha­

ciendo incidir radiación electromagnética 412 sobre 

el lado del substrato para producir la formación del 

producto de reacción 454 en la superficie de contac^ 

to entre las partes restantes 484 de la capa metáljL 

ca 420 y el substrato adyacente 422. Dicha segunda 

exposición, según se mencionó anteriormente, necesi^ 

ta ser en duración e intensidad solamente la necesa 

ria para reducir la fuerza de adherencia entre las 

partes restantes 484 de la capa metálica 420 y el á 

rea de contacto del substrato 422, de forma que el
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5.

1 0.

15.

20.

25.

30.

substrato 422 pudiera separarse fácilmente después 

de la capa metálica 420, proporcionando el artículo 

acabado 0 ilustrado an la figura 54.

Si la segunda exposición a radiación elejr 

tromagnética es en intensidad y duración suficiente 

para consumir todas las partes restantes 484 do la 

capa metálica 420, el artículo resultante será ol 

artículo K de la figura 55 que consiste exclusiva­

mente en un dibujo ó diseño metálico formado por 

partes electroplastiadas 488 del- metal electrodepo- 

sitado. En dicho aspecto alternativo del presente 

invento, el elemento sensible a la radiación elec­

tromagnética ha sido utilizado solamente como vehí­

culo para la obtención de un dibujo o diseñe apro­

piado correspondiente al dibujo o diseño proyectado 

originalmente sobre el elemento, hecho de metales o 

aleaciones de cualquier composición o grosor apro­

piados. Dicho método tiene una utilidad articular 

cuando se desea obtener un diseño metálico hecho de 

un metal que sea incapaz de reaccionar con el metal 

que forma la capa 422 bajo la influencia de la ra­

diación electromagnética.

De esta forma se podrá ver que el procedí^ 

miento dal presente invento proporcionan un sistema 

para hacer diseños o dibujos metálicos en relieve 

por medio de un elemento sensible a la radiación que 

ulteriormente se trata mediante dispositivos elec­

troquímicos como puede ser el electroplastiar de una 

forma selectiva y a discreción partes elegidas del 

elemento o alternativamente erosionar de un modo se,
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lectivo y a discreción partes elegidas del elemento.

Según se ilustra de una forma particular 

en las figura 56-65 el presente invento, según otro 

de sus aspectos, proporciona procedimientos para ha 

5. cer un artículo con ün dibujo metálico en relieve

irradiando, según el dibujo q'ue se haya de reprodu­

cir, un elemento sensible a la radiación y al calor 

que comprende esencialmente una capa de metal recu­

bierta de una capa superpuesta adhorente de un mate, 

10. rial capaz de reaccionar con el .metal cuando se ex­

ponga a radiación electromagnética o a la acción del 

calor. Después de la exposición a radiación electro 

magnética que produce una reducción de adherencia en 

tre la capa superpuesta y la capa de metal, se sepâ  

15. ra el elemento de las partes de la capa superpuesta 

correspondientes-a la zona irradiadas y ulteriormen 

te se calientan para producir una reacción entre 

las partes restantes de la capa superpuesta y la ca 

-pa de metal consumiendo en profundidad y aracando 

20. de esta forma el metal de la capa metálica.

En la figura 56, se ilustra esquemáticameri 

te en sección un elemento sensible a la radiación 

electromagnética 510 que consiste esencialmente, sê  

gún se explicó anteriormente, en una capa metálica 

25. 512 provista de una capa superpuesta adherente 514

de un material capaz de reaccionar con el metal de 

la capa metálica 512 cuando se expone a radiación 

lectromagnética como puede ser radiación luminosa. 

Con el fin de practicar los procedimientos del pre- 

30. sente invento de un modo más eficaz, se ha descu-



bicrto que algunos metales que forman la capa metá­

lica 512 y algunos materiales, que forman la capa 

superpuesta 514, han demostrado una mejor afinidad 

entre sí bajo la influencia de la exposición a ra- 

5. diación electromagnética y específicamente bajo la 

influencia del calor. De preferencia el motal do la 

capa metálica 512 es plata o cobre, y también prefe 

rentemente el material que forma la capa superpues­

ta 514 es un material que pertenece a un grupo que 

10. comprende trisulfuro de arsénico., pentasuifuro de

arsénico, mezclas de plomo-iodo y mezclas de arséni 

co-azufre-halógeno, por ejemplo arsénico-azufre-io^ 

do. No obstante, se puede utilizar cualquier otro 

de los metales mencionados en la citada solicitud 

15. pendiente y anteriormente en esta memoria, bien so­

lo, o aleado con otros metales o combinados con otro 

elemento ó otros elementos, como es el níquel, co­

lumbio, plomo, hierro, cromo, aluminio, etc., para 

.formar la capa metálica 512. La capa superpuesta 

20. 514 puede estar hecha también de cualquier otro de

los materiales, según se menciona en la citada soH 

citud pendiente y anteriormente en esta memoria, co 

mo son el azufre, iodo, selenio, telurio, talio, d 

haluro metálico, sulfuro, ioduro, arseniuro, sele- 

25. niuro, ó teliururo o mezclas de azufre-selenio, é 

un material ternario que contenga arsénico, azufre 

y bismuto como sustitución al material mencionado 

anteriormente.

El material que forma la capa superpuesta 

30. 514 se deposita sobre la capa metálica en forma vi-
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trea, preferentemente mediante deposición en vacio 

o medios similares. La adherencia formada entre la 

capa metálica 512 y la capa superpuesta 514 en la sju 

perficie de contacto 516 entre ambas es sustancial- 

5. -mente fuerte. El grosor de una u otra de la capa mê  

tálica 512 y capa superpuesta 514 es preferentemen­

te del orden de unas cuantas capas atómicas a unos 

micrometros.

Con el fin de llevar a la práctica el pro 

10. cedimiento del presente invento, el elemento sensi­

ble 10 se expone primeramente del modo anteriormen­

te explicado, a radiación electromagnética inciden­

te, que puede ser luz según indican las flechas 518 

incidiendo sobre el elemento sensible a la radiación 

15. en un dibujo o diseño predeterminado. Dicha exposi­

ción selectiva y a discreción del elemento sensible 

a la radiación puede realizarse, por ejemplo, expo­

niendo el elemento sensible a la radiación electro­

magnética 510 a dicha luz incidente a través de una 

20. máscara 520 que tenga partes 522 sensiblemente trans 

misoras de la luz y otras partes 524 que práctica­

mente no transmiten la luz. Es evidente que se pue­

den utilizar otros medios a la máscara 520 para ex­

poner el elemento sensible a la radiación electro- 

25. magnética 510 a la luz incidente para permitir que 

dicha luz incida sobre el elemento de un modo sele^ 

tivo y a discreción, como puede ser por ejemplo me­

diante proyección sobre el mismo de un dibujo o di­

seño predeterminado por medio de cualquiera de los 

30. sistemas de proyección de imágenes bién conocido.
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Bajo la influencia de dicha irradiación 

selectiva y a discreción del elemento sensible .a la 

radiación 510 se produce en los límites o superficie 

de contacto 516 entre la capa metálica 512 y la capa 

5. superpuesta 514 una reacción que produce la forma­

ción de un producto de reacción segón se indica en 

526 en la figura 57, en las áreas 527 de dichos lí­

mites o superficie de contacto correspondiente a 

las áreas sometidas a iluminación durante la espo- 

10. sición, mientras que las otras áreas de la superfi­

cie de contacto, segón se indica en 528,.que se ha­

llaban protegidas da la iluminación por partes no 

transmisoras 524 de ia máscara 520, que_dan sin to­

car.

15. Las áreas limítrofes 527, como resultado

del producto de la-reacción *526, forman partes da 

contacto con una adherencia reducida de la capa su­

perpuesta 514 y la capa metálica 512 que permiten 

la separación de dicha capa superpuesta 514, de una 

20. forma selectiva y a discreción, de la capa metálica 

en dichas zonas o áreas irradiadas. La separación 

puede efectuarse por cualesquiera medios mecánicos 

apropiados como puede ser haciendo flexar o plegan­

do el elemento o por medio da choque térmico del ele. 

25. mentó, cualquiera de los cuales hace que las par­

tes de la capa superpuesta 514 correspondiente a 

las áreas limítrofes 524 se. separen de la capa metá̂  

lica 512. No obstante, la separación se efectúa pre 

- ferentemente por medio de un elemento laminar flsxi. 

ble 530, figura 58, provisto en una de sus caras30
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532 de un recubrimiento de adhesivo que forma una 

unión o adherencia sensiblemente fuerte con la su­

perficie exterior de la capa superpuesta 514. La 

fuerza de adherencia entre el elemento flexible 530 

5. y la superficie exterior de la capa superpuesta 514 

es no obstante menor que la fuerza normal de adhe­

rencia entre la capa superpuesta 514 y la capa metá 

lica 512 en las áreas 528 que no han sido sometidas 

a la irradiación. Por consiguiente, cuando se tiran 

10. del elemento flexible 530, según se indica en la fi, 

gura 58, quita pelando las partes disgregadas 534 

de la capa superpuesta sensiblemente-quebradiza 514 

que corresponden a las áreas irradiadas 527 del eí]3 

mentó sensible a la radiación y que se separan pul- 

15. cramente de las partes 536 de la capa superpuesta, 

correspondientes a las áreas no irradiadas 523 de 

la suporficie de contacto 516.

El elemento sensible a la radiación elec-. 

tromagnática expuesto y separado se somete ulterior 

20. mente a la acción del calor, según se indica en la 

figura 59, calentándolo rápidamente a una températe 

ra lo suficientemente alta para producir una reac­

ción provocada por el calor entre el material de 

las partes restantes 536 de la capa superpuesta 514 

25. y el metal de la capa metálica 512 en los límites o 

superficie de contacto 528 entre ambas capas. Dicha 

temperatura suele ser de tan solo unos cientos de 

grados (Nota del traductor: Debe tratarse de grados 

farenheit) y la reacción térmica se realiza simple- 

30. mente colocando el elemento expuesto sobre una plan
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cha caliente prácticamente igual a la placa de una 

cocina eléctrica normal, con la capa metálica 512 

en contacto con la superficie caliente. Bajo la in­

fluencia del calor que pasa al elemento, las partes 

5. .restantes 536 de la capa superpuesta 514 reaccionan 

rápidamente con el metal de la capa metálica 512 en 

las áreas 52B de contacto entre ambas, prosuciendc 

un ataque en profundidad do la capa metálica -̂n ta­

les áreas de contacto. El producto o productos for- 

10. mados como resultado de dicha reacción provocada

por el calor entre las partes restantes de la capa 

superpuesta 514 con el metal de la capa metálica 512 

se vaporizan o subliman en cuanto se forman, de fojr 

ma que el artículo resultante Al es una capa metáM 

15. ca 512 provista de un dibujo o diseño en relieve for. 

mado por partes rebajadas, según se indica en 533 en 

la figura 60, que corresponden a la superficie de la 

capa metálica 512 que ha sido atacada como resultado 

.de la reacción provocada por el calor entre las par̂  

20. tes restantes 536 de la capa superpuesta 514 con el 

metal de la capa metálica 512 y que presenta virtual 

mente partes salientes uniplanares 540 correspondien 

tes a las partes de superficie irradiadas 527 de las 

que se quitó la capa superpuesta durante la opera- 

25. ción de separación seguido de la exposición del olj3 

mentó sensible a la radiación original a la luz.

Con una capa metálica 512 que sea sensi­

blemente delgada, generalmente de un micrometro ó 

menos, el ataque provocado por el calor a la capa 

30. metálica se producá extendiéndose de superficie a
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gún se indica en B1 en la figura 61, consistiendo 

en la capa metálica 512 provista de partes restantes 

542 que forman un dibujo o diseño metálico apropia­

do en contraste con las perforaciones 544 resultan­

tes del ataque de superficie a-superficie de la ca­

pa metálica.

En la figura 62 se ilustra esqusmáticamen. 

te un elemento sensible a la radiación 510* modifi­

cado. Dicho elemento modificado es sensiblemente, 

igual al elemento arriba descrito, v.g. comprende 

una capa metálica 512 provista de una capa superpues^ 

ta adherente 514, no obstante, la capa metálica 512 

se dota en su cara libre restante de un soporte ó 

substrato 546 hecho de cualquier material convenier^ 

te, de forma que, después de la exposición a luz iti 

cidente a través de una máscara apropiada 520-y dejs 

pues de separar las partes de la capa superpuesta 

514= y de la aplicación de calor al elemento, según 

se ha explicado anteriormente, el artículo resultajn 

te será prácticamente el ilustrado de una forma es­

quemática en C1 en la figura 63, consistiendo en un 

dibujo metálico en relieve 542 sostenido por un so­

porte o substrato 546. La figura 63 ilustra en C1 

un articulo.acabado en el que la capa metálica 512 

era originalmente lo suficientemente delgada para 

que el ataque provocado por el calor sobre la capa 

metálica se ha efectuado completamente desde la su­

perficie del mismo en contacto con las partes res­

tantes de la capa superpuesta hasta la superficie
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.del substrato 546. Es evidente que el material del 

substrato 546 ha de ser preferentemente de tal índo¡ 

le que no reaccione con el material de la capa supeje 

puesta 514 ó el producto resultante de la reacción 

5. térmica entre el material de tal capa superpuesta 

con el metal de la capa metálica 512. Es asimismo 

evidente que la capa metálica 512 puede ser lo sufi 

cientemente gruesa para que no sea atacada por ente 

ro de superficie a superficie durante la etapa de 

10. calentamiento en el método del invento, de forma que 

el articulo resultante sea virtualmcnte igual al ar. 

tículo Al de la figura 60 provisto de un soporte o 

substrato apropiado.

Refiriéndonos ahora a la figura 64 se i- 

15. lustra en esta figura una representación esquemáti­

ca de*una aplicación del presente invento para mant¿ 

facturar un artículo provisto ue un dibujo o diseco 

metálico en relieve, como puede ser un circuito e- 

léctrico impreso. El elemento sensible a la radia- 

20. ción 510' que comprende una capa metálica 512 dis­

puesta sobre un substrato 546 hecho de un material 

no conductor, y provisto de una capa superpuesta 

514, se expone a radiación incidente como puede ser 

luz 518 a través de una máscara 520 que tenga par- 

25. tes apropiadas 524 que no sean transmisoras de la 

luz y otras partes 522 sensiblemente transmisoras 

de la luz. La combinación de varias partes transmi­

soras de la luz de la máscara forma el contorno de 

un circuito típico con conductores 548 y partes tar. 

mínales 550 provista de pequeñas partes no transmi-30
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soras 552 para los finos que se indicarán más ade­

lante. Después de-su exposición a la luz, según se 

indica en la figura 64 y después de una ulterior sô  

paración de las partes de la capa superpuesta 514 

5. correspondientes a las áreas del elemento sensible

510* sometidas a iluminación a través de la máscara, 

seguido de reacción térmica entre las partes restan^ 

tes de la capa superpuesta y la capa metálica 512, 

según el método del invento explicado anteriormente 

10. en detalle, el articulo resultante DI es un circui­

to impreso formado por conductores metálicos 554, en 

el dibujo o diseno ilustrado en la*figura 65, y pro 

visto de partes terminales apropiadas 556 uue tie­

nen rebajos terminales apropiados 558 para conexión 

15. a conductores de componentes eléctrico o electróni­

cos por medio de estaño soldadura o unión similar.

El circuito queda impreso sobre la superficie del 

substrato 546 que forma una base de soporte para el 

mismo y es en todos los aspectos comparable a un 

20. circuito impreso obtenido por medios de procsdimierí 

tos tradicionales más complicados.

En la solicitud pendiente y en la presen­

te memoria, se ha explicado en detalle como la exp_o 

sición selectiva y a discreción de un elemento sen- 

25. sible a la radiación, según el invento a radiación 

electromagnética con una intensidad y duración sufi 

cientes para producir la reacción completa de las 

partes irradiadas de la capa superpuesta y la capa 

metálica del mismo, produce un ataque en profundidad 

30. dé la capa metálica en dichas áreas irradiadas de un
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modo selectivo y a discreción. El presente invento 

comprende además el formar un dibuja o diseño mctáli 

co por medio de exposición de un elemento sensible 

a la radiación a una imagen de radiación electromac^

5. nética en un diseño predeterminado y seguido de la 

exposición selectiva y a discreción do una segunda 

exposición uniforme a radiación electromagnética de 

intensidad y duración suficiente solamente para pro 

ducir una ligera reacción entre la capa metálica y 

10. la capa superpuesta en los límites entre ambas que 

da por resultado una reducción sustancial de la 

fuerza de adherencia entre ambas capas. El resto de 

la capa superpuesta se separa ulteriormente de la 

capa metálica, que preferentemente se ha provisto 

15. anteriormente con un substrato, de modo que se for­

me un diseño metálico correspondiente a la imagen 

proyectada sobre el elemento sensible a la radiación 

sobrB dicho substrato.

. Refiriéndonos ahora a los dibujos, y de

20. una forma más particular a las figuras 66-79, se i-

lustra en las mismas métodos alternativos para la oj?" 

tención de un dibujo o diseño metálico o substrato 

apropiado por medio de un elemento sensible a la rj3 

diación típico 610 según el presente invento y que 

25. comprende esencialmente una capa metálica 612 pro­

vista de una capa superpuesta sensiblemente adhereri 

te 614 de un material capaz de reaccionar con el mt̂  

tal o metales de la capa metálica cuando se exponen 

a radiación electromagnética.

30. Según se describe en detalle en la solic¿
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capa metálica 612 del elemento sensible a la radia­

ción 610, figura 66, comprende un metal, bien solo 

o aleado con otro metal u otros metales, o combina­

do o mezclado con un elemento u otros elementos. La 

capa superpuesta 614, depositada sobro el mismo, com 

prende cualquiera de los materiales descritos tam­

bién en la solicitud pendiente y anteriormente en es¡ 

ta memoria.

El elemento sensible a la radiación 610 de 

la figura 66 se ilustra incluyendo además un subs­

trato o soporte 616 colocado débilmente adherido a 

la capa metálica 622. Dicho soporte o substrato 616 

no es absolutamente necesario, pero a menudo es coji 

veniente para asegurar un soporte sensiblemente rí­

gido para el conjunto de dos capas formado por la 

capa metálica 612 y la capa superpuesta 614 en vis­

ta del poco grosor de cada una de dichas capas, que 

varía de unas cuantas capas atómicas a unos cuantos 

angstroms, proporcionando de esta forma el soporte 

o substrato 616 una resistencia metálica sustancial 

al elemento que de esta forma puede manejarse con 

un mínimo de precauciones. Un ejemplo típico de coji 

figuración para un elemento sensible a la radiación 

610 consistitía por ejemplo en un substrato de criŝ  

tal 616 provisto de una capa metálica 612 hecha de 

plata y llevando en su otra cara una capa superpues 

ta fuertemente adherida 614 de trisulfuro de arséni^ 

co.
El elemento sensible a la radiación se ex
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.pone, según se explicó anteriormente, de una forma 

selectiva y a discreción, a radiación electromagné­

tica incidente 61B, como puede ser una luz blanca 

intensa a través de una máscara 620 provista de un 

5* dibujo o diseño apropiado consistente en partos, co 

mo la indicada en 622., que- son sensiblemente trans­

misoras de la radiación incidente, mientras que o- 

tras partes 624 de la máscara prácticamente no son 

transmisoras da la radiación.

10* El elemento sensible a-la radiación 610

se expone de este modo de forma que las partos de 

la radiación incidente 618 incidan sobre la capa su 

perpuesta 614 y produzcan una reacción entro el ma­

terial de la capa superpuesta 614 y el metal de- la 

15. capa metálica 612 en las áreas irradiadas de la su­

perficie de contacto entre ambas, indicada en 616, 

mientras que otras áreas, indicadas en 62B, quedan 

protegidas de la irradiación. Es evidente que se 

puede utilizar otros medios para exponer de un modo 

20. selectivo y a discreción el elemento sensible a la 

radiación 610 a la radiación electromagnética inci­

dente, por ejemplo proyectando sobre la superficie 

del elemento sensible a la radiación, mediante cua^ 

quier dispositivo de proyección bien conocido, una 

25. imagen de un diseño o configuración apropiado.

El elemento sensible a la radiación 610 

se expone a radiación electromagnética incidente, se. 

gún se explicó anteriormente, durante un tiempo su­

ficiente para producir la reacción entre el material 

30. de la capa superpuesta 614 y el metal de la capa me-
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5.

10.

15.

20

25

tálica 612 pera consumir en profundidad todo el me­

tal de las partes de la capa metálica correspondiera 

tes a las áreas 626 así irradiadas, con la forma­

ción del producto de reacción segón se indica en 

630 en la figura 67.

Segón un aspecto- del presente invento, se 

dispone un substrato apropiado 632 hecho de cualquier 

material conveniente, como puede ser cristal, o plás, 

tico a lámina metálica, según so indica en la figura 

68, en contacto con la superficie exterior de la. cja 

pa superpuesta 614, disponiéndose un substrato 632 

sobre su cara 634 en contacto con la superficie ex­

terior de la capa superpuesta 614 con un rocubrimieji 

to de un adhesivo que forme una unión o adherencia 

sensiblemente fuerte con la superficie de oicha ca­

pa superpuesta. Todo lo que se necesita es que la 

adherencia formada entre el substrato 632 y la capa 

superpuesta 614 sea más fuerte que la adherencia 

formada entre la capa metálica 612 y el soporte 616, 

de forma que el conjunto formado por el substrato 

632 que lleva adheridas las partes restantes 638 de 

la capa superpuesta 614 y las partes restantes 636 

de la capa metálica 612 se separan fácilmente del 

soporte 616, segón se indica en la figura 69.

El artículo resultante es el artículo A2 

de la figura 69 que consiste en el substrato 632 

provisto de un disano metálico formado por las par­

tes restantes 636 de la capa metálica 612, disponien 

dose las partes restantes 638 de la capa superpues­

ta 614 entre dichas partes metálicas 636 y el subsL3 0



trato 632. Dicho artículo es un artículo, útil para 

algunas aplicaciones. Por ejemplo, el artículo A2 

puede utilizarse como placa de huecograbado, siendo 

las partes superficiales formadas por el producto 

5. .da reacción 630 susceptible de ser humectadas por

una tinta o medio similar, mientras que la superfi­

cie de las partes metálicas 636 son virtualmente im 

permeables a la humectación.

Para otras aplicaciones es preferible qu¿ 

10. tar el producto de reacción 630, efectuándose dicha 

eliminación por simples medios mecánicos como puede 

ser frotando o con cepillo o por medios químicos cc) 

mo puede ser mediante disolución del producto de re¡ 

acción en una solución acuosa de una base, por lo 

15. que el artículo resultante será el artículo 52 de

la figura 70 provisto da una imágen metálica en re­

lieve consistente en las partes restantes 636 de la 

capa metálica 612 adheridas a las partes restantes 

-630 de la capa superpuesta 614, formándose rebajo 

20. 640 en las partes de ambas capas que han reacciona­

do mediante la exposición a la radiación electroma^ 

nética incidente formadora del dibujo o diseño.

Según un aspecto adicional del presente 

invento, la capa metálica 612 del artículo B2 se ac[ 

25. hiere a un substrato 642 que lleva sobre una cara 

644 en contacto con la capa metálica, un adhesivo 

que forma úna adherencia apropiada por la superfi­

cie de la capa metálica, según se ilustra en la fi­

gura 71. El substrato 632 previamente dispuesto so- 

. bre la superficie de la capa superpuesta 614 se ha-30
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ca en este caso de un material que sea sensiblemente 

transmisor de la radiación electromagnética, siendo 

dicho material un cristal, plástico transparente, ó 

material similar,

El conjuntó asi formado se somete a una st̂  

gunda exposición a radiación electromagnética inci­

dente 618,. que incide sobre el lado del mismo pro­

visto de un substrato transmisor 632, segár. se ilus 

tra en la figura 72 con una duración de tiempo y una 

intensidad suficiente para producir una 3igcra reajc 

ción entre las partes restantes 63B y 636, respecti 

vamente, de la capa superpuesta 614 y de la capa me_ 

tálica 612, produciendo en la superficie de contac­

to o limites entre las mismas la formación de una 

ligera cantidad, segón se indica en 646 en la figu­

ra 73, de producto de reacción que produce una sen­

sible disminución en la fuerza de adherencia entre 

las partes restantes 638 y 636 de la capa superpuse 

ta '614 y capa metálica 612. Como resultado de tal 

disminución de fuerza de adherencia entre ambas ca­

pas, la capa superpuesta 614 puede separarse de la 

capa metálica 612, con lo que se obtiene el articu­

lo C2, figura 74, que comprende un dibujo o diseño 

metálico formado por las partes restantes 636 do la 

capa metálica 612 dispuestas sobre el substrato 642.

De esta forma se podrá ver que por medio 

del procedimiento de las figuras 66-70, se pueden 

formar artículos acabados alternativos que consis­

ten principalmente en un dibujo metálico sobre un 

substrato, con las partes restantes de la capa supejr
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puesta 814 dispuestas entre el dibujo metálico y el 

substrato, mientras que por medio del método ilustra 

'do en las figuras 66-74, sa forma un dibujo metáli­

co sobre un substrato apropiado, trasladándose real, 

5. mente dicho dibujo metálico del elemento sensible a 

la radiación electromagnética original a un soporte 

apropiado sobre un substrato. El elemento sensible 

a la radiación 610 de la figura 66 puede considerar 

se realmente como un elemento para todo uso para ob 

10. tener, mediante el método de transferencia c trasla 

do ilustrado en las figuras 66-74, un dibujo mctáli 

co apropiado sobre un substrato idóneo. Para aplica 

ciones especiales, cuando se conocen el material y 

otras características del substrato sobre el que se 

15. desea la obtención del dibujo metálico, el elemento 

sensible a la radiación puede hacerse de forma que 

quede provisto durante su manufactura de un material 

de substrato apropiado adherido con la capa metáli- 

ca. Dicho elemento sensible a la radiación se i'lus- 

20. tra esquemáticamente en sección, en 611 en la figu­

ra 75. De esta forma el elemento sensible a la ra-- 

diación 611 se compone de un substrato apropiado 

642 que lleva adherida una capa metálica 612 provis^ 

ta a su vez de una capa superpuesta 614 de un mate- 

25. rial capaz de reaccionar con el metal de la capa me, 

tálica 612 cuando se expone a radiación electromag­

nética. Para facilidad de manipulación en el curso 

de las operaciones sucesivas para la obtención de 

un dibujo metálico apropiado sobre el substrato 642, 

segón se explicará más adelante con mayer detalle,30
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. el elemento sensible a la radiación 611 se dota pre, 

ferentemente de una capa transmisora de radiación 

632, hecha de un material no reactivo como puede 

ser cristal transparente, plástico,, o material sirni 

5. lar.

El elemento sensible a la radiación 611 

se expone de un modo selectivo y a discreción a ra­

diación electromagnética 618 segón se ilustra on la 

figura 65, mediante exposición a través de una más- 

10. cara 620 ó proyectando una.imágen sobre el elemento. 

La exposición a radiación electromagnética se efec­

túa durante un periodo de tiempo y con una intensi­

dad suficiente para provocar on las áreas irradia­

das del elemento una reacción entre el metal de la 

15. capa metálica 612 y el material de la capa superpues 

ta 614 produciendo un ataque en profundidad del me­

tal de la capa metálica con la formación del produc 

to de reacción 630 en dichas partes irradiadas, se­

gún se ilustra en la figura 76. Con el fin* de redu- 

20. cir la fuerza de adherencia entre la capa metálica 

612 y la capa superpuesta 614, el elemento sensible, 

a la radiación 611 se expone ulteriormente de un tno 

do uniforme a radiación incidente durante un breve 

periodo de tiempo para producir la formación de una 

25. capa muy fina de producto de reacción 646 en la su­

perficie de contacto o limites entre las mismas, se, 

gún se ilustra en la figura 77, de forma que la ca­

pa superpuesta 614 pueda separarse con facilidad de 

la capa metálica 612 según se ilustra en la figura 

78, dejando sobre el substrato 642 un dibujo metáli.30
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oo consistente en las partes restantes 636 de la ca 

pa metálica 612 y partes del producto .de reacción 

630 correspondientes a las áreas irradiadas de un 

modo selectivo y a discreción, obteniéndose de esto 

5. modo el artículo acabado D2. Después de eliminar el 

producto de reacción 630, el artículo resultante sjs 

rá según se indica en E2 en la figura 79, consisteji 

te en un dibujo metálico apropiado formacto ñor las 

partes restantes de la capa metálica 612 dispuestos 

10. sobre el substrato 642.

Con el fin de simplificar adicionalmente 

el método ilustrado en las figuras- 75-59, la expo­

sición selectiva y a discreción a radiación incideri 

te, ilustrada en la figura 75, puede efectuarse a 

15. través de una máscara o por medio de una inagen prô  

yectada sobre un elemento sensible a la radiación 

611 de tal manera que se permita incidir una peque­

ña parte de radiación de un modo uniforme sobre el 

elemento sensible a la radiación, irradiándose de 

20. un modo selectivo y a discreción ciertas partes con 

mayor intensidad de radiación, cuyas partes corres­

ponden a las partes transmisoras 622 de la máscara 

620, de forma que la segunda exposición ilustrada 

en la figura 76 se efectúe al mismo tiempo quB la 

25. exposición selectiva y a discreción de la imagen de 

diseño o dibujo, ilustrada en la figura 75.

De esta forma se podrá ver que los méto­

dos del presente invento ilustrados en las figuras 

66-79 proporcionan un procedimiento para hacer dibjj 

30. jos o diseños metálicos sobre un substrato apropia-

***
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do por medio de un elemento sensible a la radiación, 

sin necesidad de cualquier elaboración química com­

plicada o delicada del elemento después de su expo­

sición a una imagen de radiación apropiada del dibu 

5. jo que se desea obtener.

Un aspecto adicional del presente invento 

proporciona procedimientos para hacer placas lito- 

gráficas de offset y similares, por medio de elemen­

tos sensibles a la radiación que comprenden; esencial 

10. mente una capa metálica, una segunda capa da un ma­

terial capaz de formar un producto de reacción con 

el metal o metales de la capa.metálica cuando se ex 

pone a radiación electromagnética y una tercera ca­

pa que forma un soporte, cuyos métodos consisten en 

15. exponer el elemento sensible a la radiación a una 

-imagen proyectada sobre el mismo-que produzca una 

radiación selectiva y a discreción entre el metal o 

metales de la capa metálica y el material de la sa- 

.gunda capa, de forma que las partos reaccionadas ten 

20. gan cualidades hidrófilas á oleófilas diferentes de 

las partes sin reaccionar de los elementos.

Refiriéndonos a los dibujos, y de un modo , 

más particular a las figuras 80-86 de los mismos, 

se ilustra en una vista en sección esquemática exa- 

25. gerada en la figura 80 un elemento sensible a la ra 

diación típico 710 comprende esencialmente tres ca­

pas distintas sensiblemente adheridas entre sí. La 

tercera capa, ó capa superior de las citadas es una 

capa metálica 712 dispuesta adherida en intimo con­

tacto con una segunda capa 714 de un material capaz30
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de reaccionar con al metal o metales de la capa me­

tálica 712 cuando se expone a radiación electromag­

nética, según se ha explicado anteriormente en data 

lie. La capa 714 se dispone a su vez adherida a un 

5. soporte o tercera capa 716 de un material incapaz

de reaccionar con la segunda capa 714 aún cuando se 

exponga a radiación electromagnética.

El soporte o tercera capa 716 proporciona 

un soporto conveniente, metálico, razonablemente 

10. flexible, para el conjunto do do.s capas de la capa 

metálica 712 y la capa 714, de forma que las capas 

712 y 714 sean sensiblemente finas, desde unas cuan, 

tas capas atómicas a unos cuantos angstroms, mien­

tras que el soporte o tercera capa 716 tjene prefe- 

1S. rentemente un grosor de varias milésimas da mm. El 

material del soporte o tercera capa 716 puede estar 

hecho de cualquier material conveniente, pero prefje 

rentemente se tratará de un metal como puede ser por 

ejemplo aluminio o acero. Un ejemplo típico de con- 

20. figuración para un elemento sensible a la radiación 

710 consistiría por ejemplo en un soporte de alumi­

nio o tercera capa 716, de un grosor de varias milé, 

simas de milímetro, provisto de un recubrimiento de 

trisulfuro de arsénico o pentasulfuro de arsénico 

. 25. de un grosor de varios angstroms, formando la según 

da capa 714, provista a su vez de una capa metálica 

712 hecha de plata o de una aleación de plata-cobre, 

de un grosor de varias capas atómicas o varios angs 

troms, para que de este modo sea sensiblemente trans 

30. misora de la radiación.electromagnética, como puede
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ser la luz intensa, haces de electrones o medios si, 

milares.

El elemento sensible a la radiación 710 

se expone, de un modo selectiva y a discreción, a 

5. radiación electromagnética incidènte 718 que se ha­

ce incidir sobre la capa metálica 712 a través de 

una máscara 720 provista de un dibujo o diseño apro 

piado consistente en partes, según se ilustra en 

722, que sean sensiblemente transmisoras de la ra­

lo. diación incidente, mientras que -otras parteo 724. pra,c 

ticamente no son transmisoras de la radiación. Altejr 

nativamente, se puede proyectar una imagen, mediante 

cualquiera de los dispositivos de proyección bien 

conocidos sobre la superficie de la capa metálica 

15. 712, para formar una imagen apropiada o dibujo sobre

la misma.

La radiación electromagnética que incida 

de un modo selectivo.y a discreción sobre la super­

ficie de la capa metálica 712 en las áreas ilustra- 

20. das en 726, se transmiten a la superficie de cbnta,c 

to entre la capa metálica 712 y la capa 714 en las 

áreas selectivas correspondientes a las áreas de sju 

perficie irradiadas 726, produciendo de este modo * 

una reacción selectiva y a discreción entre el me- 

25. tal o metales de la capa metálica 712 y el material 

de la capa 714. Con una exposición suficiente, en 

duración de tiempo a intensidad de radiación, se 

forman áreas de superficie, reaccionadas, correspoji 

dientes a dichas áreas irradiadas, que, según se 

30. ilustra en 722 en la figura Bl, están formadas por
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el producto de reacción resultante de dicha reac­

ción selectiva y a discreción entra el metal o /neta 

les de la capa metálica 712 y el material de la ca­

pa 714. Otras áreas superficiales de la capa metáli_ 

5. ca 712, según se indica en 730, permanecen sin to­

car. El producto de reacción en las áreas 728 se ha 

hallado que posee cualidades generalmente oleófilas, 

mientras que las partes do superficie no reacciona­

das 730 de la capa metálica 712 tienen virtualmente 

10. cualidades hidrófilas. La alección de la cape metá­

lica 712 y el material de la capa 714 pueden prede­

terminar la dirección de humectación. Por consiguien. 

te el elemento sensible a la radiación expuesto 710, 

ilustrado en la figura 81 puede ser una placa lito- 

15. gráfica de offset o similar sin elaboración comple­

mentaria. Esto se realiza del modo bien conocido en 

el arte da la impresión mediante la impresión de pía 

cas litográficas de offset uniendo una placa como la 

ilustrada en la figura 81 sobre un tambor de una má 

20. quina impresota, humedeciendo su superficie con una 

película de agua y dando tinta ulteriormente a la 

superficie de la placa. Las partes de superficie hi 

drófila 728 de la placa absorven agua durante la o- 

peración de humectación y repelen de este modo la 

25. tinta durante la operación de entintado. Las partes 

de superficie no humectadles 730 de la placa, en 

virtud de sus cualidades oleófilas, aceptan la tin­

ta durante el entintado, y de este modo la placa li 

tográfica puede utilizarse para entintar de un modo 

30. selectivo una cinta impresota o similar que a su
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material apropiado imprimible.

Se ha descubierto que cuando la capa metà 

lica 712 es muy delgada, de unas cuantas capas ató­

micas a unos cuantos angstroms, y se hace de un me­

tal como puede ser la plata, después de una exposi­

ción selectiva y a discreción a radiación electro­

magnética en forma de una imagen proyectada sobre el 

elemento sensible a la radiación 710, la placa lito 

gráfica de offset resultante se hallará provista de 

áreas selectivas de material reaccionado.723 que 

son oleófilas, mientras que las áreas no reacciona­

das 730 de la capa metálica 712 se comportan como 

medio hidrófilo. La razón de tal comportamiento puje 

de ser una consecuencia de la delgada extructura de 

la película y si antes de la exposición se limpia 

la superficie y se recubre con goma arábiga se reaJL 

za la hidrofilidad de la capa metálica 712, y se ob 

tiene una placa litogràfica de offset en.la que la . 

proporción de oleofilidad a hidrofilidad de las á- 

reas expuestas es mayor de la proporción de oleofi­

lidad a hidrofilidad de las áreas sin exponer, mieri 

tras que se pueden hacer capas metálicas más grue­

sas 712 para obtener un resultado opuesto, según se 

explicó anteriormente.

E3EMPL0 1

Se preparó un elemento sensible a la ra­

diación 710 consistente en un soporte 716 hecho de 

lámina de aluminio recubierto de una capa 714, de 

un grosor de unos cuantos angstroms de trisulfuro
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de arsénico a su vez con un recubrimiento quo forma 

ba la capa metálica 712 hacha de plata,, de un g.ro- 

sor de 1 a 2 angstroms. Después de exposición Ssle^ 

tiva y a discreción a radiación electromagnética, la 

5. placa litográfica resultante mostró cualidades hidró 

filas can respecto al área de superficie irradiada 

y reaccionada y cualidades oelófilas respecto a las 

partes de la superficie sin reaccionar.

E3EMPL0 2

10. Se preparó un elemento sensible a la ra­

diación 710 consistente en un soporte de aluminio 

716 recubierto con una capa 714 depentasulfuro de 

arsénico, de un grosor de unos angstroms, provista 

de una capa metálica 712 de piara de un grosor de 

15. varias capas atómicas, antes de su exposición a ra­

diación electromagnética, limpiando la superficie 

de plata con una solución suave de ácido nítrico y 

recubriendo dicha superficie con goma arábiga. Des- 

pués de la exposición, las partes del área de super, 

20. ficie de la plata sin reaccionar mostraron cualida­

des hidrófilas, mientras que las partes de superfi­

cie reaccionadas poseían cualidades oleófilas. 

E3EMPL0 3

Se preparó un elemento 710 consistente en 

25. un soporte de aluminio 716 provisto de una capa 714 

de pentasulfuro de arsénico, de un grosor de varios 

angstroms, a su vez provista de una capa metálica 

12, de un grosor ds unas capas atómicas a unos angŝ  

troms, hecha de cobre, que después de una exposición 

selectiva y a discreción a radiación electromagnet!.30
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des hidrófilas, mientras qus las partes metálicas de 

cobre sin reaccionar poseían cualidades oelófilas.

La figura 82 representa esquemáticamente 

y en sección un eleménte sensible a la radiación mo 

dificado 710 f provisto de -un 'soporte transmisor de 

la radiación o tercera capa 716, que puede ser una 

delgada capa transparente de material plástico. Con 

tal disposición de elementos, se puede exponer un mo 

do selectivo y a discreción el elemento sensible, a 

la radiación 710" a radiación electromagnética que 

incide sobre la superficie del soporte transmisor ó 

tercera capa 716, segón se ilustra en la figura 82. 

El artículo resultante es una placa litografíes de 

offset, según se ilustra en la figura 83, que en tô  

dos los demás aspectos es sensiblemente igual a la 

placa litográfica de off.set de la figura 81.

Refiriéndonos ahora a la figura 84, se i- 

.lustra esquemáticamente en sección un elemento sen­

sible a la radiación 710" que comprende una primera 

capa 714, del mismo material que la capa 714 del ele 

mentó de la figura 80 o figura 82, disponiéndose di. 

cha primera capa 714 adherida sobre una capa metáli 

ca 712 que a su vez se adhiere sobre un soporte ó 

tercera capa 716.

Como ejemplo típico de estructura, la prí 

mera capa 714 se hace de cualquiera de los materia­

les relacionados anteriormente respecto a la modali 

dad de la figura 80, como puede ser como ejemplo tri 

sulfuro de arsénico o pentasulfuro de arsénico, la
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capa metálica 712 puede ser de cualquiera de los me 

tales o mezclas de los metales indicados anteri-ormen 

te tal como plata o aleación do plata-cobre, y la 

tercera capa o soporte 716 puede estar hecha de cuaj, 

5. quier material idóneo, preferentemente aluminio.

Después da una exposición selectiva y a 

discreción a radiación electromagnética 718 a tra­

vés de una máscara 720, según se indica en la figu­

ra 84, é alternativamente por medio de una imágen de 

10. radiación electromagnética proyectada sobre la su­

perficie exterior de la primera capa, 714, al ele­

mento sensible a la radiación electromagnética ex­

puesto 710" se hallará provisto, según se ilustra 

esquemáticamente en sección en la figura S5, de á- 

15. reas de superficie selectiva 728 formadas por el

producto de reacción resultantes por la inacción pro 

vocada por la radiación entre el metal o metales de 

la capa metálica 712 y el material de la capa 714, - 

permaneciendo las áreas de superficie 732 ds la ca- 

20. pa 714 sin tocar. En virtud a que la relación de hi 

drofilidad a oleofilidad de las áreas reaccionadas 

728 es diferente a la relación de hidrofilidad a 

oleofilidad de las áreas sin reaccionar 732, el elĉ  

mentó de la figura 85 es útil como placa litográfi- 

25. ca de offset, o similar, pero preferentemente, según 

se ha averiguado por experimentación, para la mayo­

ría de las aplicaciones es mejor eliminar las par­

tes reaccionadas 728 y las partes restantes de la 

primera capa 714. Esto se consigue mediante separa­

do. ción mecánica según se explicó en detalle en la ci-
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tada solicitud pendiente, o alternativamente, lavan, 

do ol elemento expuesto de la figura 85 en una soljj 

ción suave de hidróxido de sodio que disuelve las 

partes restantes sin reaccionar de la primera capa 

5. .714 y las partes reaccionadas 728, proporcionando

de este modo la placa litogràfica de offset de la 

figura 86 que dispone solamente del soporte 716 y 

las partes restantes sin reaccionar 734 de la capa 

metálica 712. La eliminación de las partes reaccio- 

10. nadas 728 y de las partes restantes de la primera

capa 714 se facilita frotando con cepillo la super­

ficie de la placa o mediante un chorro o pulveriza­

ción de agua. - '

La placa litogràfica de offset resultante 

15. de la figura 86 es por consiguiente una placa bime­

tálica que comprende un soporte metálico-71ú, por e 

jemplo de aluminio, que tiene partes de su superfi­

cie. cubiertas por un metal diferente que puede ser 

.plata, definidas por las partes restantes 734 de la 

20. capa metálica 712. Aunque la representación exagera 

da de la figura 86 ilustra las áreas fisicamente ex 

puestas 736 del soporte metálico 716 rebajadas res­

pecto a la superficie de las áreas 734 de la capa 

metálica 712, se podrá ver que tal diferencia de ni 

25. veles llega a ser en realidad de tan solo unas cuan 

tas capas atómicas o angstroms. Las áreas expuestas 

736 del soporte metálico 716 son generalmente hidró 

filas, mientras que las superficies de las partes 

restantes 734 de la capa metálica 712 son general­

mente oleófilas. La cualidad oleófila.de las áreas30.
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de superficie expuestas 736 del soporte 716 puede 

aumentar suotancialmentc granulando previamente la 

superficie del soporte metálico 716 antes de apli­

car sobre el mismo el recubrimiento metálico o capa 

5. 712 durante la manufactura de la placa sensible a la

radiación. Dicho granulado previo de la superficie 

del soporte metálico 716 puede efectuarse cepillan­

do, anodizando, o granulando con bolas, con lo que 

se realza adicionalmonte la adherencia en la adhe- 

10. rencia en la superficie de contacto entre ej sopor­

te 716 y la capa metálica 712.

EJEMPLO 4

Se preparó un elemento sensible a la ra­

diación 710" que tenía un soporte de aluminio granjj 

15. lado 716 provisto de una capa metálica de plata 712, 

*-de un*"grosor da-unos angstroms, provista a su vez 

de una capa de superficie 714 de trisulfuto de arsjá 

nico, también de un grosor de unos angstroms, el 

cual después de una exposición selectiva y a discrjs 

20. ción a radiación electromagnética y después de lava_r 

se en una solución suave de hidróxido de sodio, pre 

sentaba partes de plata sin reaccionar que tenían 

cualidades oleófilas y partes de aluminio granula­

das, correspondientes a las áreas reaccionadas irra 

25. diadas que poseían cualidades hidrófilas.

EJEMPLO 5

Un elemento sensible a la radiación 710" 

consistente en un soporte de aluminio granulado 716 

provisto de una capa metálica de plata 712, de un 

30. grosor de varios angstroms, cubierta a su vez con
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una capa 714 de cloruro da cobre, también da un grò 

sor de unos angstroms, se expuso selectivamente y a 

discreción a radiación electromagnética. El elemen­

to expuesto se utiliza como placa litogràfica colc- 

5. cándolo en una prensa de imprimir, y el lavado con 

agua antes del entintado de la placa es suficiente 

para lavar el cloruro de cobre sin reaccionar y el 

producto resultante de la reacción entre et cloruro 

de cobre y la plata. Las áreas de plata restantes 

10. son oleófilas, mientras que las áreas de aluminio 

granuladas correspondientes a las áreas reacciona­

das irradiadas son hidrófilas.

Es evidente que las placas litográr'icas 

de offset que tienen la configuración de la figura 

15, 86 pueden almacenarse, después de su uso, durante un

largo periodo de tiempo sin deterioro de las mismas, 

puesto que consisten exclusivamente en dos capas nv3 

tálicas superpuestas que no pueden reaccionar entre 

'sí. Aunque las placas litográficas, áegón se ilustra 

20. en 81, figura 83 ó figura 85, comprenden todavía el 

par reactivo en potencia de la capa metálica 712 y 

de la capa 714, el entintado de la superficie de la 

capa metálica 712 de la figura 81 y de la superfi­

cie de la capa 714, figura 85, proporciona un recu- 

25. brimiento opaco a la radiación que permite el alma­

cenamiento de las placas segón el procedimiento usu 

al, como es el colocar cada placa en un sobre en un 

cajón, con lo que se'consigue una duración de alma­

cenamiento indefinida. Para todo fin práctico, el 

30. mismo procedimiento de almacenar ó guardar la placa



en un sobre en un cajón os adecuado para las placas 

según la figura 83, aunque también se puede recu­

brir la superficie del soporte transmisor 716 para 

hacer que no sea transmisor, si así se desea.

De esta forma se podrá ver que los méto­

dos del presente invento prop.orcionan medios para 

hacer placas litográficas de offset y similares por 

medio de elementos sensibles a la radiación, sin ne 

cesidad de ningún proceso químico complicado o deli 

cado de los elementos después de exposición a imáge 

nos de radiación apropiadas.

Se ha descubierto ademas que algunos de 

los materiales descritos en la citada solicitud peji 

diente y anteriormente sn presente memoria, capaces 

de reaccionar con una capa metálica bajo la influen 

..._cia de radiación electromagnética se halla ds por 

sí dotados de la capacidad, cuando se exponen a ra­

diación electromagnética, de mostrar características 

físicas y químicas diferentes de las del mismo mate 

rial no sometido a exposición a radiación electromap 

nética. Tales cambios en cualidades físicas y quínú 

cas dan por resultados, por ejemplo, una relación 

de hidrofilidad a oleofilidad de las áreas expues­

tas diferentes a la relación o proporción de hidro­

filidad a oelofilidad de las áreas sin exponer. Ado 

más las áreas expuestas o sin exponer exhiben dife­

rencias de. solubilidad en disolventes particulares 

que permiten obtener un substancial aumento en las 

diferencias entre las relaciones o proporciones de 

hidrofilidad a oleofilidad y en las proporciones o-
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5.

10.

15.

2 0.

25.

30.

relaciones de oleofilidad a hidrofilidad de las mis. 

mas.

Refiriéndonos ahora de un modo general a 

las figuras 87-89 de las dibujos, y de una forma 

más particular a la figura 87 de los mismos, se ilua 

tra esquemáticamente, parcialmente en vista en pers 

pectiva y parcialmente en sección, un elemento sen­

sible a la radiación típico 810 que comprende una ca 

pa sensible a la radiación 812 adherida sobra un 

substrato ó soporte 814. El soporte o substrato 814 

puede estar hecho de cualquier material conveniente 

que forme una capa, por ejemplo de-unas cuantas mi­

lésimas de grosor, a la que se ha dado cualquier for 

ma conveniente que puede ser planar o curvada. El 

material del soporte o substrato 814 puede ser una 

lámina de plástico, una lámina metálica hecha de un 

metal como puede ser el cinc, aluminio, o un mate­

rial similar que exhiba una baja reactividad con el. 

material de la capa 812. La capa sensible a la ra­

diación 812 consiste preferentemente en una mezcla 

de arsénico y azufre, o un compuesto de arsénico y 

azufre como es el trisulfuro de arsénico o pentasul 

furo de arsénico, y forma una capa adherente de unas 

cuantas capas atómicas de grosor a unos cuantos ang.s 

troms ó milésimas. La capa sensible a la radiación 

o recubrimiento 812 se aplica sobre el substrato o 

soporte 814 preferentemente mediante vaporización ó 

condensación sobre el substrato o soporte 814 a at­

mósfera reducida, o preparando una solución de la 

mezcla arsénico-azufre o compuesto en un disolvente



apropiado como puedo ser una solución acuosa de car, 

bonato potásico o hidróxido de amonio y pintando o 

rociando una superficie del soporte o substrato con 

la solución, seguido de la evaporación del disolven, 

to dejando así sobre la superficie del soporte o 

substrato una delgada capa de'l material sensible a 

la radiación electromagnética.

Para algunas aplicaciones puede encontrar, 

se conveniente disponer una capa intermedia, no re­

presentada, entro la capa 12 y e.l substrato 14, he­

cha por ejemplo de resina, laca, plástico, oro, cris 

tal de silicio y similares para evitar la interrea^ 

ción espontánea o inducida por radiación entre los 

materiales de la capa 12 y del substrato 14 cuando 

estos materiales pudieran reaccionar entre sí. Se 

ha descubierto que, además del trisulfuro da arsénj^ 

co y pentasulfuro de arsénico, el material ds la câ  

pa sensible a la radiación 12 puede estar hecho de 

cualquiera dentro de una pluralidad de compuestos ó 

mezclas inorgánicos, citándose como ejemplos de los 

mismos: sulfuros metálicos, como tales, además de 

los sulfuros de arsénico, sulfuros de antimonio, 

sulfuros de cadmio, sulfuros de plata, sulfuros de 

bismuto, sulfuros de cromo o haluros metálicos como 

el ioduro de plomo, cloruro da cobre, cloruro de 

mercurio o selenuros metálicos como es el selenuro 

de arsénico, compuestos de arsénico-azufre y sele- 

nio-azufre y sus mezclas en general, compuestos de 

arsénico-azufre-halágeno y sus mezclas, siendo di­

cho halógeno preferiblemente iodo, cloro o bromo, y



mezclas de arsénico-azufre-óxido de antimonio. Se 

verá que se ha descubierto que no es necesario pre­

parar los compuestos en proporciones estequiométri- 

cas precisas y que muchos de los compuestos o mez­

clas se preparan en forma cristalina. So verá tam­

bién que se pueden introducir elementos adicionales 

en las mezclas y compuestos descritos con el fin de 

modificar determinadas características, siendo por 

ejemplo dichos elementos' adicionales: iodo, bromo y 

plata.

El material ssnsible a la radiación que 

forma la capa 12 se aplica preferentemente sobre el 

substrato 14 por vaporización y condensación sobre 

el substrato 14 preferiblemente bajo atmósfera rsdu 

cida y enfriando rápidamente los vapores en condi­

ciones no oxidantes. También se pueden emplear su­

blimación catódica, deposición iónica y técnicas s¿ 

-milares. Otro método que se puede seguir para apli- 

. car la capa sensible a la radiación 12 sobre el subs 

trato 14 es preparando una solución de la mezcla 

sensible a la radiación o compuesto en un disolven­

te apropiado o en un vehículo apropiado de suspen­

sión líquida como puede ser una solución acuosa de 

carbonato de potasio, hidróxido de amonio, gliceri- 

na o agua y pintando o cubriendo por pulverización 

una superficie del soporte o substrato con la solu­

ción o vehículo líquido, seguido, si así se desea, 

por la evaporación del disolvente o vehículo líqui­

do, dejando así sobre la superficie del soporte o 

substrato un recubrimiento del material sensible a
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la radiación electromagnética.

Alternativamente, el material sensible a 

la radiación puede estar en forma de polvo fino que 

se aplica a la superficie del substrato simplemente 

5. frotando, por ejemplo, la superficie con dicho pol­

vo. Parece ser que la sensibilidad a la radiación 

del material sensible a la radiación se realza graji 

demente mediante el tratamiento térmico del material, 

consistente por ejemplo en calentar el elemento seji 

10. sible a la radiación preparado seguido de enfria­

miento rápido consistente en enfriar rápidamente el 

elemento caliente.

Cuando se obtiene por deposición de vapor, 

la capa 12 de material sensible a la radiación es 

15. "monolítica", o sea en forma de un compuesto masivo, 

no particulado, homogéneo, o mezcla de composición 

o estructura constantes por toda la masa del mate­

rial, y el material carece de "grano" al contrario 

que sucede con los materiales normales fotosensibles. 

20. Cuando el recubrimiento del substrato se efectúa

por aplicación con pincel o pulverización de una sô  

lución o vehículo líquido que contengan el material 

fotosensible o aplicando en la superficie del subs­

trato un polvo fino del material, la capa sensible 

25. a la radiación resultante se compone, como es lógi­

co, de una multitud de granos yustapuestos muy fi­

nos, que so ha averiguado tienen un tamaño inferior 

a una miera en general. No obstante, se observará 

que al contrario que las emulsiones fotográficas co 

30. rrientes, el grano no es funcional en términos de



velocidad fotográfica. Los materiales sensibles a 

la radiación del presente invento no dependen de la 

existencia de tales granos separados de material sejn 

sible para conseguir la finalidad de mostrar cam­

bios en las características físicas y químicas como 

resultado de su exposición a radiación electromagné^ 

tica.

El elemento sensible a la radiación elec­

tromagnética 81Q se expone de un modo selectivo y a 

discreción a radiación electromagnética Ele, como 

puede ser radiación luminosa o haz de electrones, 

que incidan sobre lá superficie de la capa reactiva 

a- la radiación electromagnética 814 a través de una 

máscara apropiada, según se indica en BIS, ó alter­

nativamente, proyectando una imagen de radiación e- 

lectromagnetica apropiada sobre la superficie del e_ 

lemento sensible a la radiación 812, empleando cua¿ 

quier dispositivo de proyección de imagen corriente. 

En el ejemplo ilustrado, la máscara 818 tiene par­

tes, según se indica en 820, que prácticamente no 

son transmisoras de la radiación electromagnética 

816, mientras que otras partes, según se indica en 

822, son sensiblemente transmisoras de dicha radia­

ción. Por consiguiente, las áreas elegidas, según 

se indica en 822, de la capa sensible a la radiación 

electromagnética 812 se irradian por medio de la ra 

diación electromagnética, mientras que otras áreas, 

según se indica en 826, quedan virtualmente protegí 

das de la acción de la radiación electromagnética.

Como resultado de tal irradiación selecM



va y a discreción del elemento sensible a la radia­

ción electromagnética 010 se produce la formación 

de una imagen latente representada por las áreas de 

superficie 824 en las figuras 87 y 88 con caracte- 

5. rísticas químicas y físicas diferentes de las áreas 

de superficie sin exponer 826 de la capa sensible 

812. Se ha descubierto que con una fina caps 812 de 

trisulfuro de arsénico o pentasulfuro de arsénico 

dispuestas sobre un substrato o soporte 814, después 

10. de una exposición selectiva y a -discreción a radia­

ción electromagnética como puede ser una intensa 

luz blanca o similar, ha disminuido la relación o 

proporción de hidrofilidad a oleofilidad de las á- 

reas expuestas 824 de la capa sensible 812 con relja 

15. ción a las partas sin exponer 826 en un grado cons¿ 

derable permitiendo que el elemento sensible a la 

radiación expuesto se pueda utilizar eficazmente c¡o 

mo placa litográfica o cilindro, o similar, para im 

presión offset. Con la capa 812 hecha de trisulfuro 

20. de arsénico, las partes sin exponer 826 de la super 

ficie de la capa sensible 812 son oleofilidas hasta 

el punto de que durante el entintado de la placa o 

cilindro, subsiguiente a la humectación de toda la 

superficie de la placa o cilindro, dichas áreas de 

25. superficie sin exponer aceptan la tinta, mientras 

que las áreas expuestas 824, que son sensiblemente 

hidréfilas, una vez humedecidas por agua, rechazan 

la tinta. Las partes de área expuestas 824 del ele­

mento sensible a la radiación 810 exhiben también una 

diferencia en solubilidad en disolventes predetermi30



nados si so compara cotí la solubilidad en el mismo 

disolvente de las partes de.área sin exponer 8^6.

Por ejemplo, los elementos sensibles a la radiación 

que tienen una capa 312 de trisulfure de arsénico o 

pentasulfuro de arsénico exhiben un aumento pronun­

ciado de solubilidad en solución acuosa suave de hi 

dróxido de amonio de las partes de área de superfi­

cie expuestas 824 comparado con las partes de área 

de superficie sin exponer 826, de forma que bajo la 

acción de dicha solución suave de hidróxido de amo­

nio sobre el elemento expuesto 810 de la figura 88, 

se obtenga una placa o elemento según se indica en 

811 en la figura 89 que presenta partes discontinuas 

de la capa 812, según se indica en 828, que correspon 

den a las áreas de superficie do la capa 812 previa^ 

-mente expuestas a radiación electromagnética y que 

físicamente dejan al descubierto áreas de superfi­

cie correspondientes 830 del substrato o soporte B14. 

Otros disolventes que se han.hallado apropiados com 

prenden sulfuro de sodio, hidróxido de amonio, car­

bonato potásico y detergentes comerciales. Es evideji 

te que si la superficie del substrato o soporte 814 

consiste en un material hidrófilo, la proporción o 

relación de oleofilidad a hidrofilidad de las áreas 

sin exponer 826 de la capa sensible comparado con 

las áreas expuestas, ahora eliminadas de la suporfi 

cíe del substrato o soporte, se verá sustancialmen­

te realzada como consecuencia lógica. Es también e- 

vidente que si el material del substrato o soporte 

814 puede disolverse en un disolvente apropiado en



el que las partes restantes B26 correspondientes al 

área sin exponer de la capa sensible 812 son vir­

tualmente insolubles, las partes restantes 826 de la 

capa 812 actúan como capa protectora a la accián de 

5. tal disolvente de forma que se obtiene un artículo 

según se indica en la figura 90 dotado de áreas re­

bajadas correspondientes a las áreas originalmente 

expuestas a radiacián electromagnética. Dichas áreas 

rebajadas pueden hacerse que se extiendan en profun 

10. didad a través del grosor total del soporte o subs­

trato 814 para formar abertura formada según se in­

dica en 832 en la figura 4.

De esta forma se podrá ver que el presen­

te invento proporciona la obtención de placas lito- 

15. gráficas mediante medios simples y convenientes, y

también proporciona un material protector cara la ma 

nufactura de una variedad de artículos por métodos 

comparables a los métodos tradicionales de "foto rj3 

sistémela" pero muy superiores a los mismos respec- 

20. to a calidad, costo y simplicidad de manufactura.

El presente invento comprende además la 

manufactura de diversos artículos exponiendo adecúa 

damente el elemento sensible a la radiación hechos 

de acuerdo con la solicitud pendiente citada y la 

25. solicitud presente a una imágen de radiación elec­

tromagnética resultantes de proyectar de un modo s_e 

lectivo y a discreción sobre la superficie de un e- 

lemento sensible a la radiación una luz ordinaria, 

luz monocromática, luz coherente, como la suminis­

trada por un láser ó dispositivo similar, haces de30



partículas como puede ser un haz de iones o electro 

nes, o por medio de exposición a radiación inFrarro^ 

ja o ultravioleta, ó cualquier otra radiación elec- 

tromagnótica apropiada tal como rayos X, rayos gamma 

y otros.

Como resultado de tal exposición selecti­

va y a discreción a radiación electromagnética, se 

hace que las dos capas del elemento sensible a la 

radiación electromagnética reaccionen en las áreas 

irradiadas, dando por resultado la Formación en di­

chas áreas irradiadas de un producto de reacción 

con características químicas y Físicas diFnrentes de 

las características químicas y Físicas del material 

de las dos capas én su Forma no reaccionada..

Segón se explicó en detalle en la citada 

solicitud pendiente y anteriormente en la presente 

memoria, los elementos sensibles a radiación electro 

magnética, ilustrados de un modo general en CIO en 

-las Figura 91-100 de los dibujos, comprenden esen­

cialmente dos capas distintas sensiblemente adheri­

das entre sí. Una de las capas, por ejemplo la capa 

912, Figura 91 es pna capa metálica que lleva adhe­

rida y en íntimo contacto con la misma una segunda 

capa 914 de un material capaz de reaccionar con el 

metal o metales de la capa metálica 912 cuando se 

expone a radiación electromagnética. Para algunas 

aplicaciones, es conveniente disponer un substrato 

o soporte adecuado para el elemento sensible a la 

radiación electromagnética 910, consistiendo dicho 

soporte en un material rígido o Flexible como puede



ser una chapa ó lámina metálica, un plástico, 6 lá­

mina de papel o carbón, etc. sagón so explicó en la 

citada solicitud pendiente y anteriormente en esta 

memoria.

Segón se indicó anteriormente, la capa me_ 

tálica 912 del elemento sensible a la radiación 910 

comprende un metal, bien solo o aleado con otro me­

tal o con otros metales o combinados o mezclado con 

otro elemento ó otros elementos, La capa metálica 

912 comprende asi cualquiera dentro de una plurali­

dad de metales comónes como son la plata, cotre, 

zinc, columbio, plomo, hierro, aluminio, cromo, ní­

quel y otros. La segunda capá 914 comprende cual­

quiera de los materiales descritos en la citada so­

licitud pendiente y anteriormente en esta memoria. 

Talos materiales comprenden materiales terrarios que 

contienan arsónico, azufre y iodo, o arsénico, azu­

fre y bismuto, por ejemplo. El material que forma 

.la segunda capa 914 puede también ser cualquiera den 

tro de un grupo de materiales binarios como son un 

haluro metálico, sulfuro, ioduro, seleniuro, teliu- 

ruro, mono-, di-, tri-, y pentasulfuros de arséni­

cos y mezcla do azufre-selenio. Alternativamente, 

el material de la capa 914 puede consistir en cual­

quiera dentro de una pluralidad de elementos simples 

como son un halógeno, arsénico, azufre, iodo, sole- 

nio, telurio, talio y otros. Ambas capas 912 y 914 

son sensiblemente delgadas, del orden de unas pocas 

capas atómicas en grosor a unos cuantos angstroms ó 

milésimas.
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Según se indica en la figura 91, el clamen 

to sensible a la radiación electromagnética 910 pue. 

de exponerse a la acción de radiación electromagnétjL 

ca incidente 916 a través de una mascara apropiada 

5. .918 provista de partes, como se indica en 920, que

son sensiblemente transmisoras de la radiación elsc 

tromagnética incidente y otras partos, según se in­

dica en 922, que prácticamente no son transmisoras 

de dicha transmisión electromagnética. Por consiguieri 

10. te, la superficie del elemento sensible a la radia­

ción electromagnética 910 se someta a exposición sie 

lectiva y a discreción a radiación electromagnética 

incidente 916, de forma que algunas áreas-de la mfs 

ma, según se indica en 924 son irradiadas, mientras 

15. que otras áreas, según se indica en 926 correspon­

dientes-a la parte-922 de la mascara no transmisora 

da la radiación electromagnética, quedan virtualmen 

te protegidas de dicha radiación. La cara del ele- 

.mentó sensible a la radiación electromagnética 910 

20. sometida a la acción de la radiación electromagnét¿ 

ca 916 puede ser la cara formada por la segunda ca­

pa 914 que puede hallarse en cualquier forma física, 

bien sólida, líquida ó gaseosa, ó alternativamente, 

la cqpa metálica 912 puede someterse a la acción de 

25. radiación electromagnética incidente, de un modo sjs 

lectivo y a discreción con la condición de que di­

cha capa metálica 912 sea sensiblemente transmisora 

de la radiación electromagnética utilizada, de modo 

que en la superficie de contacto entre las dos capas 

30. se pueda producir una reacción selectiva y a dis-
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creción entre los materiales de dichas dos capas en 

las areas irradiadas* La radiación Electromagnética 

incidente puedo hallarse en el espectro de luz invi 

sible ó visible, bien sea luz coherente é incoheren 

-te, luz monocromática, ó de otro tipo* La fuente de 

radiación electromagnética incidente, no ilustrada, 

puede ser por consiguiente una lámpara incandescen­

te, un arco electrice, un láser, etc. También puede 

ser una fuente do rayos X, ó un isótopo radiactivo 

que proporcione rayos gamma ó similares.

Alternativamente, se puedo proyectar una 

imágen sobre el elemento sensible a la radiación 

electromagnética 910, según se ilustra en la figura 

92, por cualquier medio conveniente como pucue ser 

un proyector 926 que tenga una fuente conveniente 

de iluminación, no ilustrada, diseñado para proyec­

tar una imagen por medio de un sistema de lentes 

930. Dicho dispositivo puede consistir en un proyejs 

-tor 928 de forma conocida como es un.proyector ds 

diapositivas, un proyector de filminas, una amplia­

dora, un proyector opaco ó dispositivo similar.

Refiriéndonos ahora a la figura 93, se 

ilustra en forma esquemática un dispositivo apropia 

do para exposición de un elemento sensible a radia­

ción electromagnética 910 a un haz de energía como 

puede ser un haz de iones ó electrones. Tal disposjL 

tivo consiste, por ejemplo, en una jarra acampanada 

u otro recipiente 932 provisto de una base desmonta 

ble que se puede cerrar herméticamente 934. Una fueji 

te de vacio 936 se conecta al interior 938 de la jja
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rra acampanada ó recipiente 932 con el fin de mantj3 

ner en la misma una atmósfera apropiada de baja prê  

sión, del orden del 10** a 10* milímetros de mer-. 

curio, por ejemplo. Alternativamente, para algunas 

5. aplicaciones, el interior 938 de la jarra acampana­

da ó recipiente 932 puede -llenarse de un gas inerte.

La jarra acampanada ó recipiente 932 se 

halla provista, en el interior de la misma, de una 

fuente de iones ó electrones 940 que comprende un 

10. haz que forma un elemento de control conectado a un 

medio de regularización del haz 942. Tal disoositi- 

vo es normal y bien conocido en el arte de la cons­

trucción de tubos de rayos catódicos y en el arte 

de los microscopios electrónicos.

15. Por medio del dispositivo de la figura 93,

el elemento sensible a la radiación electromagnética, 

dispuesto sobre la base 934 en el interior 93S de la 

jarra acampanada ó recipiente 932 se adapta a ser 

.sometido a bombardeo de iones ó electrones por el 

20. haz de electrones ó iones que se originan de la fuen 

te de iones ó electrones 940 bajo el control de re­

gulador de haz 942,

El elemento sensible a la radiación elec­

tromagnética 910 puede someterse a dicho bombardeo 

25. de haz de iones ó electrones a través de una masca­

ra, no ilustrada, para proporcionar una irradiación 

selectiva y a discreción do áreas apropiadas del 

elemento, ó preferentemente, al elemento sensible a 

la radiación electromagnética 910 puede someterse a 

30. un bombardeo de haz de iones ó electrones de un mo-



do selectivo y a discreción mediante exploración de 

control apropiada de la superficie de la misma por 

medio de un fino haz do iones ó electrones modulado 

en intensidad y apropiadamente desviado bajo el cori 

5. trol del regulador de haz 942, según ol sistema trâ  

dicional disponible en el CRT y en el arte de regis 

tro de información. Según se indica on la figura 96, 

la exploración de la superficie dol elemento sensi­

ble a la radiación electromagnética 910 puede sfec- 

10. tuarse por medio de un estrecho haz 944 de iones ó 

electrones, desviándose adecuadamente dicho haz ha­

ciéndose que explore "lineas", representadas de un 

modo arbitrario en 946, a lo largo do una superfi­

cie del elemento, modulándose ulteriormente ni haz 

15. de una forma regulada para interrumpir de un modo

---regulado el flujo de iones ó electrones y evitar su

incidencia sobre la superficie del elemento sensi­

ble a la radiación en las áreas que no se desea ex­

poner, mientras que se deja que incidan les iones ó 

20. lectrones sobre la superficie del elemente en las 

áreas que se desean exponer. El sistema de regula­

ción de haz y desviación proporciona una vuelta del 

punto adecuada del haz con el fin de que explore tj) 

das las líneas sucesivas 946.

25. La figura 94 representa esquemáticamente

un dispositivo sensiblemente igual al dispositivo 

de la figura 93 en el que, no obstante, el elemento 

sensible a la radiación electromagnética 910 se dijs 

pone en el exterior de un recipiente 932 qua tiene 

una cara 948 transmisora del haz. Dicho dispositivo30
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puede consistir en lo que se conoce como tubo tipo 

Leonard, que es virtualmente similar al tubo tradi­

cional CRT, pero que se halla dotado de una cara 

948 lo suficientemente delgada y hecha de un mate- 

5. rial apropiada como es el titanio, que permite la

transmisión de electrones y todavía mantiene el va­

cio necesaria dentro del tubo.

La figura 95 representa, esquemáticamente, 

un dispositivo sensiblemente al dispositivo de la 

10. figura 94, con la excepción de que el elemento sen-, 

sible a la radiación electromagnética 910 tiene la 

forma de un elemento alargado flexible, como el que 

se ha descrito anteriormente con detalle pn relación 

a las figuras 1-8. Dicho elemento sensible a la ra- 

15. diación electromagnética flexible y alargado 910

puede consistir en un soporte de papel provisto de 

un fino recubrimiento de un. material como puede ser 

trisulfuro de arsénico ó pentasulfuro de arsénico, 

capaz de reaccionar con. el metal cuando se expone a 

20. radiación electromagnética. Por medio del dispositjL 

vo de la figura 95, el elemento sensible a la radia^ 

clon electromagnética 910 se diseña da modo que se 

alimante desde un carrete normal de suministro, se­

gún se ilustra en 950, a otro carrete normal 952 

25. por medio de un mecanismo de alimentación, no ilus­

trado, y la información puede registrarse sobre la 

superficie del elemento sensible a la radiación de 

un modo continuo ó intermitentemente, según es bien 

conocido en el arte de registro.de la información. 

30. La figura 97 ilustra de un modo esquemáti
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co una vista en sección a través de un elemento san 

sible a la radiación electromagnética 910 según- el 

presente invento, después de una exposición selecti 

va y a discreción a radiación electromagnética. Las 

5. áreas no sometidas a irradiación según se indica en 

954, permanecen sin tocar, mientras que en el área 

sometida a la radiación, según se indica en 956, se 

produce una reacción entre el metal ó metales de la 

capa metálica 912 y el material de la capa 914 de 

10. forma que el producto resultante de reacción 958

tiene características químicas y físicas tiene ca­

racterísticas diferentes de las de*las partes sin 

afectar de la capa metálica pl2 y la capa 914. En 

la figura 97, el elemento sensible a la radiación 

15. electromagnética expuesto 910 se ilustra después de 

la exposición a radiación electromagnética, que pro 

duce una reacción completa de las áreas irradiadas 

956, entre los diversos componentes de las dos ca­

pas, mientras que en la figura 98, se ilustra esquía 

20. máticamente, los resultados conseguidos por la expja 

sición del elemento sensible a la radiación electro 

magnética 910 a radiación electromagnética de inten 

sidad variada, o alternativamente, de duración varia 

da. Las áreas como la indicada en 960 han sido ex- 

25. puestas durante un tiempo y una intensidad suficien, 

te para producir la reacciót^completa o irreversible 

entre los componentes de las dos capas, mientras 

que en las áreas 962 y 964 se ilustran diversos gr¿ 

dos de irradiación en intensidad y duración insufi- 

30. cientes para producir una reacción completa. Por
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consiguiente, en la figura 98, las características 

químicas y físicas de las áreas 960, 962 y 964 -no 

son solamente diferentes de las características qují 

micas y físicas de las áreas sin afectar 954, sino 

5. que también muestran diferencias entre sí.

Dichas diferencias en características qu¿ 

micas y físicas dan por resultado diferencias en 

reactividad química a disolventes apropiados, por 

ejemplo, de forma que las áreas irradiadas pueden 

10. disolverse de un modo selectivo, dejan.do sin tocar 

las áreas sin irradiar, o bien las áreas irradiadas 

y no irradiadas elegidas de una de ias capas pueden 

disolverse a voluntad.

Los cambios en características físicas 

15. pueden ser cambios eléctricos o térmicos, cambios 

ópticos, o cambios en humectabilidad. Los últimos 

cambios particularmente descritos anteriormente per 

miten la obtención, por medio del elemento sensible 

a la radiación electromagnética del invento y por 

20. los métodos del invento, de placas litográficas y

similares con áreas provistas de características di 

versas oleófilas e hidrófilas. Los cambios en las 

características eléctricas dan por resultado, entre 

otros, cambios de la resistividad específica de los 

25. materiales de las áreas expuestas del elemento sen­

sible a la radiación como resultada de la exposición 

selectiva y a discreción a radiación electromagóeti, 

ca. Tales cambios en resistividad permiten la obten 

ción, por medio del presente invento, y según se ha 

30. explicado anteriormente en detalle, circuitos impro
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presos eléctricos con elementos eléctricos enteri­

zos como pueden ser resistencias o resistores y capa_ 

citores de valores predeterminados apropiados. Los 

cambios en resistividad especifica permicten también 

5. utilizar el invento en los sitemas de almacenamiento 

de información en los que la información se registra 

en el elemento de un modo apropiado y se ve por di­

ferenciación entre la resistividad de las diversas 

arcas, virtualmente al igual que se hace con los 

10. sistemas de almacenamiento o acumulación de datos 

que utilizan cinta magnética o cinta perforada.

Otros cambios físicos experimentados por 

los elementos sensibles a la radiación electromagná 

tica segón el presente invento como resultado de su 

15. exposición a dicha radiación pueden ser de natural^ 

za óptica. Por ejemplo, un elemento sensible a la 

radiación electromagnética, segón se ilustra en la 

figura 99, consistente en úna capa metálica 912, he 

,cha por ejemplo de cualquiera de los metales enume- 

20. rados anteriormente, como es la plata, provisto de

una capa 914 hecha de un material tal como, por ejem 

pío, trisulfuro de arsénico o pentasulfuro de arsé­

nico, se prepara de forma que tenga una capa metáli 

ca 912 de un grosor calculado para que proporcione, 

25. por ejemplo, una transmisividad del uno por ciento, 

ó cualquier otro porcentaje adecuado, de una radia­

ción electromagnética predeterminada, como es la 

luz ordinaria. Después de exposición a radiación e- 

lectromagnética durante un periodo de tiempo prede- 

30. terminado y con una intensidad predeterminada, la



1 1 4

reacción entre el metal de la capa metálica 912 y 

el material de la capa 914 hace que el elemento 910 

se haga por ejemplo un cincuenta por ciento transmi 

sor de la radiación. De esta forma se puede ver que 

5. .se pueden hacer filtros de transmisión segón los

principios del presente invento, o alternativamen­

te, tales cambios en cualidad óptica del elemento 

sensible a la radiación electromagnética 910 puede 

utilizarse con ventaja en el registro óptico y lec- 

10. tura óptica de información acumulada en un código ó 

patrón apropiado en el elemento sensible a la radia 

ción electromagnética. Como resultado de la exposi­

ción selectiva y a discreción a la radiación elec­

tromagnética apropiada en un patrón apropiado y con 

15. una duración e intensidad suficiente para producir 

la reacción de los materiales de las dos*capas, el 

elemento sensible a la radiación electromagnética 

expuesto tiene virtualmente la forma ilustrada es- 

.quemáticamente en la figura 100, en la que-las áreas . 

20. sin afectar 954 permanecen virtualmente no transmi­

sores mientras que las áreas expuestas 966 se han 

hecho prácticamente transmisoras.

Segón se mencionó anteriormente, se ha 

descubierto que al menos parte de los materiales a- 

25. propiados para la capa 914 exhiben una transforma­

ción química y física considerable.cuando se expo­

nen a radiación electromagnética ó bombardeo de par, 

tículas, aón cuando se omita la capa metálica. Ejem 

píos de tales materiales comprenden monosulfuro de 

30. arsénico, bisulfuro de arsénico, trisulfuro de arsé



nico, trisulfuro de arsénico, pontasulfuro do arsérvi 

co y mezclas de arsónico-azufre-iodo. Cuando se uti_ 

lizan tales materiales, la capa metálica puede omi­

tirse si así se desea, sin desviarse por ello del 

5. espíritu y alcance del invento. Las capas deposita­

das en vapor, tanto si se depositan sobre una capa 

superpuesta metálica reactiva, como sino, se hallan 

entre las más sensibles a las radiaciones electro­

magnéticas, lo que parece resultar por la estructura 

10. molecular particular producida p.or el rápido enfria, 

miento de la delgada capa depositada sobre el subs­

trato.

De esta forma se puede ver que los elemeri 

tos sensibles a la radiación y los procedimientos 

15. para su utilización según el presente invento pro­

porcionan medios para aplicación oTactica mediante 

las cuales se pueden obtener artículos útiles por 

exposición a radiación electromagnética con un dibjj 

jo "o diseño predeterminado, seguido de etapas sim- 

20. pies de elaboración.

M O T A

Descrita suficientemente la naturaleza 

del invento así como la manera de realizarlo en la 

práctica, debe hacerse constar que las disposicio- 

25. nes anteriormente indicadas son susceptibles de mo­

dificaciones de detalle en cuanto no alteren su 

principio fundamental. También se hace constar que 

el invento corresponde a una solicitud de Patente 

presentada en Norteamérica, con fechas y números si, 

guientes: 25 de mayo de 1967, Ser. na 641.202; 1 de3 0 .



junio de 1967, Ser. na 642.972; 14 de junio de 1967, 

Ser. na 646.109; 20 de junio de 1967, Ser. nS . 

647.525; 26 de junio de 1967, Ser. nS 648.713; 31 

de agosto de 1967, Sor. nB. 662.214; 6 de octubre 

de 1967, Ser. nB 673.410; 27 de noviembre de 1967, 

Ser. na 605.923; y 19 de febrero de 1968, Ser. nB 

706.423; acogiéndose por lo tanto a los beneficios 

que conceden los Convenios Internacionales en vigor 

siendo lo que constituye la esencia del referido in 

vento y por lo que se solicita Patente de Invención 

por 20 años en España, sobre: "PROCEDIMIENTO PARA 

HACER UN GRABADO METALICO-EN RELIEVE"; caracterizan 

dose por lo siguiente:

13.- Procedimiento para hacer un grabado 

metálico en relieve, por modio de un elemento sensi 

"ble á'la radiación elecrtroma'g'ñ'ótica, que "comprende 

esencialmente dos capas distintas sensiblemente ad- 

herentés entre sí, siendo la primera de dichas ca­

pas una capa metálica dispuesta adherida a un subs-; 

trato y siendo la segunda de dichas capas de un ma­

terial capaz do formar Un producto de reacción con 

dicha primera capa cuando se expone a la citada ra­

diación, cuyo procedimiento comprende las operacio­

nes de: hacer incidir una imágen definida de radia­

ción sobre la segunda capa de dicho elemento sensi­

ble a la radiación para producir de una forma sele^ 

tiva y a discreción la formación de dicho producto 

de reacción en áreas predeterminadas de los límites 

entre dicha primera y segunda capa para consumir de 

una forma selectiva y por separado en profundidad
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1 0.

1S.

2 0 .

25.

3 0 .

.partas de dicha primara capa; y eliminar, dicho subjs 

trato.

23.- Procedimiento según la reivindica­

ción 13, caracterizado porque comprende además la 

operación de eliminar dicho producto de reacción.

33.- Procedimiento según la reivindica­

ción 13, caracterizado porque comprende además el 

unir dicha segunda capa a un soporte.

43.- Procedimiento según la reivindica­

ción 13, caracterizado porque comprende además las 

operaciones de: unir dicha primera capa a un sopor­

te; ulteriormente exponer dicho elemento sensible a 

la radiación de una forma uniforme a radiación ele'c 

tromagnstica para'producir una reacción en el resto 

de las áreas de los límites comprendidos entre di­

cha primera y segunda capas suficiente solamente pa 

ra reducir la adherancia entre las mismas; y elimi­

nar dicha segunda capa.

53.- Procedimiento según la reivindica­

ción 33, caracterizado porque dicho soporte es sen­

siblemente transmisor de dicha radiación electroma^ 

nótica.

63.- Procedimiento según la reivindica­

ción 13, caracterizado porque dicha primera capa es 

un metal que pertenece a un grupo que comprende, 

plata, níquel, cobre, columbio, plomo , hierro, alu 

minio, zinc, cromo y las mezclas de los mismos.

73.- Procedimiento según la reivindica­

ción 18, caracterizado porque el material de dicha 

sagunda capa se elige de un grupa que comprende ha-
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lógeno, azufre, iodo, arsénico, selenio,.teluro, tja 

lio, haluro, metálico, sulfuro metálico, ioduro me­

tálico, arseniuro metálico, seleniuro metálico, te- 

lururo metálico, y las mezclas de los mismos.

5. 88.- Procedimiento según la reivindica­

ción 18, caracterizado porque el material de dicha 

segunda capa se elige del grupo que comprende sulfju 

ros metálicos, haluros metálicos, oeleniuros metáli. 

eos, sulfuros de arsénico, sulfuro de antimonio,

10. sulfuros de plata, sulfuro de vismuto, sulfuros de 

cromo, yoduro de plomo, cloruro de cobre, cloruro 

de mercurio, seleniuro de arsénico, y mezclas de ó- 

xidos de arsénico-azufre, selenio-azufre, arsénico^- 

-azufre-halógeno, y arsénico-azufre-antimnnic, y ex̂  

15. poner dicha capa discretamente y selectivamente a 

**la radiación electromagnética.

93.- Procedimiento según la reivindica­

ción 18, caracterizado porque el material da dicha 

-segunda capa se elige de un grupo que. comprende tri 

20. sulfuro de arsénico, pentasulfuro de arsénico, y 

las mezclas de los mismos.

108.- Procedimiento según la reivindica­

ción 18, caracterizado porque comprende: exponer de 

una forma selectiva y a discreción-mediante la pro- 

25. yección de una imagen de un dibujo que se ha de ob­

tener la superficie de un elemento de radiación e- 

lectromagnó'tica que comprende dicho soporte con una 

capa metálica adherente sobre el mismo, hallándose 

provista dicha capa metálica de una capa superpues­

ta fuertemente adherente de un material capaz de rts30



accionar con si metal de dicha capa metálica cuando 

se expone a la citada radiación para formar un pro­

ducto de reacción con la misma; exponer dicho ele­

mento a una imagen proyectada por el mismo durante 

un periodo suficiente para producir la citada reac­

ción de una forma selectiva y separada para consu­

mir de un modo selectivo y separado en profundidad 

partes de dicha capa metálica;, exponer dicho alomen 

to de un modo uniforme a radiación electromagnética 

para producir una reacción en las áreas restantes 

de los límites comprendidas entre dicha capa metáli 

ca y dicha capa superpuesta suficiente solamente pa 

ra reducir la adherencia entre las mismas; separar' 

dicha capa superpuesta de dicha capa metálica; y e M  

minar dicho producto de reacción para que se forme 

sobre-dicho soparte un grabado metálico adherido al 

mismo que sea reproducción metálica de la citada i- 

magen.

, 113.- Procedimiento según la reivindica­

ción 13, para hacer un dibujo metálico en relieve 

por medio de un elemento sensible a la radiación e- 

lectromagnótica que comprende una capa metálica re- 

cubiorta con una capa superpuesta adheronte de un 

material capaz de reaccionar con dicha capa metálica 

cuando se expone a la radiación electromagnética pja 

ra reducir la adherencia entro dicha capa superpuejs 

ta de dicha capa metálica, caracterizado porqué com 

prende las operaciones de: proyectar una imagen de 

radiación electromagnética del dibujo que se ha de 

reproducir sobre el elemento sensible a la radiación
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para producir la fuerzade adherencia en áreas pre­

determinadas comprendidas entre la capa superpuesta 

y la capa metálica en los lugares donde incide di­

cha radiación electromagnética; quitar partes de di, 

cha capa superpuestacorrespondiéntos a dichas á- 

reas de adherencia reducida mientras que se dejan 

las otras partes de dicha capa superpuesta adheridas 

a dicha capa metálica; y calentar dicha capa metáli 

ca para producir una reacción entre las partes res­

tantes de dicha capa superpuesta, y dicha capa metá­

lica atacando en profundidad dicha capa metálica en 

las citadas áreas cubiertas por las referidas par­

tes restantes de dicha capa superpuesta.

12§,- Procedimiento según la reivindica­

ción 103, caracterizado porque dicha capa metálica 

tiene un substrato distinto.

133.- Procedimiento según la reivindica­

ción 103, caracterizado porque la operación cíe qui­

tar dichas partes de la capa superpuesta se efectúa 

por medio de un elemento provisto de un recubrimiein 

to adhesivo que forma con dicha capa superpuesta 

una adherencia más fuerte que la adherencia reduci­

da entro dicha capa superpuesta y la citada capa me 

tálica, siendo dicha adherencia más débil que la 

fuerza normal de adherencia entre la citada capa su 

perpuesta y la referida capa metálica.

143.- Procedimiento según las reivindica­

ciones anteriores, caracterizado porque dichas á- 

reas de dicha primera capa, en la zona así descu­

bierta, se tratan electroquímicamente por medio de
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15.

2 0 .

25.

electroplastía.

153.- Procedimiento según las reivindica­

ciones anteriores, caracterizado porque dichas áreas 

de dicha primera capa se tratan electromagnóticamen. 

te mediante erosión electroquímica.

163.- Procedimiento según la reivindica­

ción 13, para hacer una reproducción metálica perma 

nente de autorevelado de una imagen por medio de un 

elemento sensible a la radiación que comprende una 

lámina flexible de material qus pertenece a un gru­

po qua comprende papel, cartón, plástico y otros si. 

milares, una capa sensiblemente delgada do motal so 

bre una superficie dé dicha lámina flexible y una 

capa superpuesta sobre dicha capa de metal da un ¡na 

tsrial capaz da reaccionar con el metal de dicha ca 

pa cuando se-expone a radiación electromagnética -pa. 

ra formar un producto de reacción con una composi­

ción y características físicas diferentes a las de 

dicho material y dicho metal, caracterizado porque 

comprende: exponer de una forma selectiva y a discre; 

ción dicho elemento sensible a la radiación a una 

radiación formadora de imagen suficientemente para 

producir de un modo selectivo y a discreción una 

reacción entre dicho metal y dicho material con la 

formación del citado producto de reacción consumien, 

do de una forma selectivo y a discreción dicho me­

tal; y eliminar dicho producto de reacción.

173.- Procedimiento según la reivindica­

ción 163, caracterizado-porque dicha capa superpuse 

ta se halla en fase sólida.30
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183,- Procedimiento según la reivindica­

ción 153, caracterizado porque dicha capa super-pucŝ  

ta se halla on fase líquida.

193.- Procedimiento según la reivindica­

ción 153, caracterizado porque dicha capa superpue¡s 

ta se halla en fase de vapor.

203.- Procedimiento según la reivindica­

ción 173, caracterizado porque comprende adsmús la 

operación de quitar dicha capa superpuesta.

213.- Procedimiento según la reivindica­

ción 183,-caracterizado porque comprende.además la 

operación de virar dicha produccióñ metálica.

223.- Procedimiento según la reivindica­

ción 218, caracterizado porque dicho metal es plata 

y dicho virado se efectúa mediante vapor de sulfuro 

dd"hidrógeno.

233.- Procedimiento según la reivindica­

ción 208, caracterizado porque las operaciones de e/ 

liminar dicho producto de reacción y dicha cepa su­

perpuesta se efectúa simultáneamente aplicando mo­

mentáneamente dicho elemento despuás de su exposi­

ción a la radiación alrededor de un elemento de diá 

metro virtualmente pequeño.

248.- Procedimiento según la reivindica­

ción 18, para hacer una imagen en relieve por medio 

de un elemento sensible a la radiación de capas múl 

tiples que comprende esencialmente una pluralidad de 

..estratos adhe.rentes virtualmente superpuestos y sen 

siblemente transmisores de dicha radiación, consis­

tiendo cada uno de dichos estratos en un par de ca-30



pas sensiblemente adheirentcs hechas de materiales 

distintos capaces de reaccionar cuando se exponen a 

dicha radiación para formar un producto de reacción 

que tiene unas características físicas y de composi, 

5. ción diferentes de dichos materiales, caracterizado 

porque comprende las operaciones de: hacer incidir 

una imagen definida de radiación sobre el primero 

de dichos estratos de forma que dicha radiación pe­

netre parcialmente de una forma selectiva y a voiuri 

10. tad más allá del primero de dichos estratos hasta

una profundidad proporcional a la intensidad de di­

cha radiación formando así zonas en las qt"3 Re for­

me dicho producto de reacción hasta una profundidad 

dependiente localmente de la intensidad de dicha râ  

15. diación; y eliminar dicho producto de inter-reacción.

-25a.- Procedimiento según la reivindica­

ción 243, caracterizado porque dicha imagen defini­

da de radiación consiste en una configuración de la. 

imagen en relieve a obtener y comprende las etapas 

20. adicionales de: eliminar al menos uno de dichos es­

tratos dentro del perímetro de dicha configuración 

por lo que se define una superficie rebajada que co 

rresponde a dicha configuración.

263.- Procedimiento según la reivindica- 

25. ción 243, caracterizado porque dicho producto de re, 

acción se elimina mediante acción química selectiva.

273.- Procedimiento según la reivindica­

ción 243, caracterizado porque dicho producto de re 

acción se elimina mediante acción mecánica.

30. 203.- Procedimiento según la reivindica-
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ción 24^, caracterizado porque dicho producto do ra¡ 

acción se elimina mediante sublimación térmica..

293.- Procedimiento para hacer un grabado 

metálico en relieve; tal y como queda sustancialmejn 

5. te descrito en la presente memoria y dibujos adjun­

tos. -

Esta Memoria consta da 124 hojas escritas 

a máquina por una sola cara.

Madrid, ,
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